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Sadan arbejder du med computeren

Emner:

Sikkerhedsinstruktioner

Far du udfarer arbejde pa computerens indvendige dele
Sikkerhedsforanstaltninger

Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD)
ESD-feltservicesaet

Transportering af felsomme komponenter

Efter du har udfert arbejde pd computerens indvendige dele

Sikkerhedsinstruktioner

Falg sikkerhedsinstruktionerne med henblik pa din egen sikkerhed og for at beskytte computeren og arbejdsmiliget mod mulige skader.
Med mindre andet er beskrevet, det antages, at du har laest sikkerhedsvejledningen, der blev leveret med din computer.

A

A

ADVARSEL: For du arbejder indeni computeren, skal du laese den sikkerhedsinformation, der blev leveret sammen
med din computer. For flere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed, se hjemmesiden om overensstemmelse med
bestemmelser og regulativer pa www.dell.com/regulatory_compliance.

ADVARSEL: Fjern alle stromkilder fra computeren, inden computerens dzeksel eller paneler abnes. Nar du er faerdig med
at arbejde med computerens indvendige dele, skal du genmontere alle daeksler, paneler og skruer, inden computeren
sluttes til en stikkontakt.

Undga beskadigelse af computeren ved at serge for, at arbejdsfladen er flad, ter og ren.

For at undga at beskadige komponenter og kort skal du holde pa kanterne og undga at rere ved ben og
kontakter.

Du skal kun udfere fejlfinding og reparation som autoriseret eller under vejledning af Dells tekniske team.
Skade pa grund af servicering, som ikke er godkendt af Dell, er ikke daekket af garantien. Se sikkerhedsinstruktionerne,
der fulgte med produktet, eller find dem pa www.dell.com/regulatory_compliance.

For du rerer ved noget inde i computeren, skal du have jordforbindelse ved at rore ved en umalet
metaloverflade, som for eksempel metallet pa computerens bagside. Mens du arbejder, skal du med jeevne mellemrum
rore ved en umalet metaloverflade for at fjerne statisk elektricitet, der kan skade de indvendige dele.

Nar du fjerner et kabel, skal du traekke i stikket eller tappen, ikke i selve kablet. Nogle kabler er forsynet
med stik med lasetappe eller fingerskruer, som du skal frigere, for du tager kablet ud. Nar kabler frakobles skal du sikre
dig, at de flugter med hinanden, sa benene pa stikkene ikke bgjes. Nar kabler tilsluttes skal du sikre dig, at portene og
stikkene flugter og sidder rigtigt i forhold til hinanden.

Tryk for at skubbe eventuelle installerede kort ud af mediekortlaseren.

Veer forsigtig, nar du handterer lithium-ion-batterier i baerbare pc'er. Opsvulmede batterier ma ikke
anvendes og skal udskiftes og bortskaffes korrekt.

®| BEM/ZRK: Computerens og visse komponenters farve kan afvige fra, hvad der vist i dette dokument.
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For du udferer arbejde pa computerens indvendige dele

Serg for, at arbejdsoverfladen er jaevn og ren for at forhindre, at computerdaekslet bliver ridset.
Sluk for computeren.
Hvis computeren er tilsluttet en dockingenhed (tildocket), skal du tage den ud af dockingenheden.

N N

Kobl alle netveerkskabler fra computeren (hvis de findes).

Hvis din computer har en RJ45-port, skal du afbryde netvaerkskablet ved forst at tage kablet ud af
computeren.

5. Tag stikkene til computeren og alle tilsluttede enheder ud af stikkontakterne.
6. Abn displayet.
7. Tryk og hold pa teend/sluk-knappen i nogle f& sekunder for at jorde systemkortet.

For at beskytte mod elektrisk sted skal du afbryde computeren fra stikkontakten pa vaeggen, fer trin nr.
8 udferes.

For at undga elektrostatisk afladning ber du jorde dig selv ved hjzalp af et antistatisk armband eller ved
jeevnligt at rere ved en umalet metaloverflade, samtidig med at du rerer et stik pd computerens bagside.

8. Fjern alle installerede ExpressCards eller chipkort fra deres stik.

Sikkerhedsforanstaltninger

Kapitlet om sikkerhedsforanstaltninger giver oplysninger om de primaere trin, der skal tages, for nogen instrukser til demontering udferes.

Veaer opmaerksom pa felgende sikkerhedsforanstaltninger, fer du udferer nogen installationer eller reparationsprocedurer, der omfatter
demontering og efterfglgende samling igen:

e Sluk for systemet og alle tilknyttede perifere enheder.

Kobl systemet og alle tilsluttede perifere enheder fra AC-strem.

Kobl alle netvaerkskabler, telefon og telekommunikationslinjer fra systemet.

Brug en ESD-feltservicepakke, ndr du udferer arbejde indvendigt i en notebook for at undgé skade fra elektrostatisk afladning (ESD).
Efter at have fjernet en systemkomponent skal du omhyggeligt placere den fiernede komponent pa en antistatisk méatte.

Hav sko p& med isolerende gummiséler for at mindske chancen for at 4 sted.

Standby-strom

Dell-produkter med standby-strem skal vaere fuldstaendigt frakoblede fra strem, fer processen kan startes. Systemer med indbygget
standby-strem er faktisk streamfarte, ndr de er slukket. Den indbyggede strom sastter systemet i stand til at blive teendt pé afstand
(vagner ved LAN) og suspenderet i en dvaletilstand samt har andre avancerede stremstyringsfunktioner.

Huvis stikkene tages ud, og man holder taend/sluk-knappen nede i 20 sekunder, bar det aflade den overskydende strem i bundkortet. Fjern
batteriet fra notebooks.

Tilknytning

Tilknytning er en metode til at forbinde to eller flere jordingsledere til den samme elektriske styrke. Dette geres ved brug af en
feltservicepakke til elektrostatisk afladning (ESD). Nar en tilknytningsledning forbindes, skal man sikre sig, at den er forbundet til metal
og aldrig til en malet eller umalet overflade. Handledsremmen ber veere sikret og i fuld kontakt med din hud, og du skal altid fierne alle
smykker, sdsom ure, armband eller ringe, fer du tilkobler dig selv eller udstyret.

Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD)

ESD er til stor bekymring, nér du handterer elektroniske komponenter, isaer felsomme komponenter som ekspansionskort, processorer,
hukommelses-DIMM'er og systemkort. Meget smé afladninger kan beskadige kredsleb pad mader, som méske ikke er indlysende, sdsom
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intermitterende problemer eller kortere levetid. | kraft med, at industrien réber p8 lavere stramkrav og aget teethed, er ESD-beskyttelse af
stigende bekymring.

Pa grund af den egede taethed i de halvledere, der anvendes i nyere Dell-produkter, er felsomheden over for statisk skade nu hgjere end i
tidligere Dell-produkter. Af denne grund gaelder nogle tidligere godkendte metoder til hdndtering af dele ikke lsengere.

To kendte ESD-skadetyper er nedbrud og intermitterende fejl.

e Nedbrud — nedbrud udger ca. 20 procent af ESD-relaterede fejl. Skaden medferer gjeblikkeligt og fuldstaendigt tab af enhedens
funktionalitet. Et eksempel p& nedbrud er en hukommelses-DIMM, der har faet et statisk chok og straks genererer et "Ingen POST/
Ingen Video"-symptom med en bipkode, der udsendes for manglende eller ikke-funktionel hukommelse.

e Intermitterende fejl — Intermitterende fejl udger ca. 80 procent af ESD-relaterede fejl. Den hgje procent af intermitterende fejl
betyder, at skader det meste af tiden ikke umiddelbart kan genkendes. DIMM'en far et statisk chok, men sporing er kun svaekket og
frembringer ikke umiddelbart ydre symptomer relateret til skaden. Det kan tage det svaskkede spor uger eller méneder at smelte, og i
mellemtiden kan det forarsage en nedbrydning af hukommelsesintegritet, intermitterende hukommelsesfejl osv.

Intermitterende (ogsé kaldet latent eller "walking wounded") fejl er den fejltype, der er vanskeligst at genkende og fejlfinde.

Udfer felgende trin for at forhindre ESD-skade:

e Brug en kablet ESD-handledsrem, der er korrekt jordet. Brugen af tradlase antistatiske remme er ikke laengere tilladt. De giver ikke
tilstraekkelig beskyttelse. Det giver ikke tilstraekkelig ESD-beskyttelse af dele med aget falsomhed over for ESD-skade, at du rerer ved
chassis, inden du handterer delene.

Handter alle statisk felsomme komponenter i et statisk sikkert omréde. Brug antistatisk gulv- og bordbelaegning, hvor det er muligt.
Nar du pakker en statisk felsom komponent ud af emballagen, skal du ikke fjerne komponenten fra det antistatiske emballagemateriale,
for du er klar til at installere komponenten. Serg for at aflade statisk elektricitet fra din krop, inden du &bner det antistatiske
emballagemateriale.

e Placer en statisk felsom komponent i en antistatisk beholder eller antistatisk emballage, inden du flytter den.

ESD-feltservicesat

Det uovervagede feltservicesaet er det mest almindeligt brugte servicesaet. Hvert feltservicesset inkluderer tre hovedkomponenter:
Antistatisk méatte, h&ndledsrem og staltrad.

Komponenter i et ESD-feltservicesaet

Komponenterne i et ESD-feltserviceseet er:

e Antistatisk matte — Den anti-statiske métte er dissipativ, og dele kan placeres pa den under serviceprocedurer. Nar du bruger
en antistatisk méatte, ber din handledsrem vaere stram, og stéltrdden skal veere forbundet til matten og til alt blotlagt metal pa
det systemet, der arbejdes p&. Nar den er indsat korrekt, kan servicedele fjernes fra ESD-posen og placeres direkte pd matten.
ESD-falsomme genstande er sikre i din h&dnd, pd ESD-métten, i systemet eller inde i en pose.

e Handledsrem og staltrad — Handledsremmen og stéltrdden kan forbindes enten direkte mellem dit handled og det blotlagte metal pa
hardwaren, hvis ESD-métten ikke er nadvendig, eller forbindes til den antistatiske métte for at beskytte hardware, som er midlertidigt
placeret pd matten. Den fysiske forbindelse mellem handledsremmen og stéltraden og din hud, ESD-métten og hardwaren kaldes
"binding". Brug kun feltservicesaet med en h&ndledsrem, métte og staltrad. Brug aldrig tr&dlgse hadndledsremme. Veer altid opmaerksom
pa, at de indvendige ledninger i en h&ndledsrem er tilbgjelige til at blive beskadiget ved normal brug, og at de skal tjekkes regelmaessigt
med en remtester for at undga utilsigtet ESD-hardwareskade. Det anbefales at teste hdndledsremmen og bindingsledningen mindst én
gang om ugen.

e Tester til ESD-handledsrem — Ledningerne inde i en ESD-rem er tilbgjelige til at blive beskadiget over tid. Nar et uovervaget
s&et benyttes, er det bedste praksis regelmaessigt at teste remmen for brug og som minimum teste en gang om ugen. En
handledsremtester er den bedste metode til at udfere denne test. Hvis du ikke har din egen handledsremtester, skal du kontakte
regionskontoret for at hare, om de har en. For at udfare testen skal du saette h&dndledsremmens bindingsledning ind i testeren, mens
den er fastgjort til dit handled, og trykke p& knappen for at teste. Et grent LED-lys er taendt, hvis testen gér godt; et redt LED-lys er
teendt, og en alarm lyder, hvis testen mislykkes.

e Isolatorelementer — Det er afgerende at holde ESD-fglsomme enheder, s& som kelelegemehylstre af plastik, vaek fra interne dele,
som er isolatorer og ofte meget stremforende.

e Arbejdsmilje — For implementering af ESD-feltservicesaettet skal situationen ved kundeplaceringen vurderes. For eksempel er
implementering af saettet til et servermiljg anderledes end til et skrivebord eller baerbart miljg. Servere er typisk installeret i en rack
inde i et datacenter; skriveborde eller baerbare er typisk placeret pa kontorskriveborde eller i base. Kig altid efter et stort, dbent
arbejdsomréade, der ikke roder, og som er stort nok til at implementere ESD-saettet, med yderligere plads til at rumme den type
system, som bliver repareret. Arbejdspladsen ber ogsé vaere uden isolatorer, der kan forérsage en ESD-haendelse. P4 arbejdsomrader
bar isolatorer s& som Styrofoam og andre plasttyper altid flyttes mindst 12 tommer eller 30 centimeter vaek fra falsomme dele inden
handtering af hardware-komponenter.
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e ESD-emballage - Alle ESD-fglsomme enheder skal sendes og modtages i emballage, der er fri for statisk elektricitet. Statisk
elektricitet-afskaermede poser af metal foretraekkes. Dog ber du altid returnere den beskadigede del vha. den samme ESD-taske og
emballage, som den nye del ankom i. ESD-posen ber foldes og lukkes med tape, og al emballage af skum bar bruges i den originale
boks, som den nye del ankom i. ESD-felsomme enheder ber kun fiernes fra emballage pa en ESD-beskyttet arbejdsoverflade, og dele
bar aldrig placeres oven p& ESD-posen, da kun posens inderside er afskaermet. Placér altid dele i din hédnd, p4 ESD-métten, i systemet
eller inden i en pose fri for statisk elektricitet.

e Transport af falsomme komponenter — \Ved transport af ESD-falsomme komponenter s& som reservedele eller dele der skal
returneres til Dell, er det afgarende,at disse dele placeres i poser uden statisk elektricitet for sikker transport.

Opsummering: ESD-beskyttelse

Det anbefales, at alle feltserviceteknikere altid bruger det traditionelle tilsluttede ESD-antistatiske armband og den beskyttende
antistatiske métte ved eftersyn af Dell-produkter. Derudover er det afgerende, at teknikere holder felsomme dele adskilte fra alle
isolatordele under udfersel af eftersyn, og at de bruger antistatiske poser.

Transportering af felsomme komponenter

Under transport af ESD-falsomme komponenter, f.eks. reservedele eller dele, der skal returneres til Dell, er det afgerende at placere disse
dele i anti-statiske poser med henblik pa sikker transport.

Efter du har udfert arbejde pa computerens indvendige
dele

Nar du har udfert udskiftningsprocedurer, skal du sgrge for at tilslutte eksterne enheder, kort og kabler, far du taender computeren.
For at undga beskadigelse af computeren, ma du kun bruge det batteri, der er beregnet til denne specifikke

Dell-computer. Brug ikke batterier, som er beregnet til andre Dell-computere.

1. Tilslut alle eksterne enheder s& som en portreplikator eller mediebase og genmonter alle kort, fx ExpressCard.
2. Tilslut telefon- eller netvaerkskabler til computeren.

For at tilslutte et netvaerkskabel skal du ferst saette det i netvaerksenheden og derefter satte det i
computeren.

3. Tilslut computeren og alle tilsluttede enheder til deres stikkontakter.
4. Teend computeren

10 Sadan arbejder du med computeren



Teknologi og komponenter

Dette kapitel giver detaljerede oplysninger om teknologi og komponenter, der er tilgaengelige i systemet.
Emner:

e Brug af computeren

¢ AC-DC-adaptere

. Batteri

e Processorer

. Hukommelsesfunktioner
e Grafikkort-muligheder

*  Corning Gorillaglas

*  Brug af pen

¢ Optisk disk-drev

. Mediekortleesere

« UEFIBIOS

*  Systemadministration - Fra pa stedet til cloud
¢ Trusted Platform Module
*  Fingeraftrykslaeser

e USB-funktioner

*«  USB Powershare

. USB type-C
. Ethernet
. HDMI 2.0

Brug af computeren

Abn LCD-laget
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1.

Tryk p& LCD-lasen placeret pé den nederste chassis.

2. Loft LCD-l&get i en bekvem synsvinkel.

BEMZERK: Laptops er designet til at tillade, at LCD-laget bevaeger sig maksimalt 180°, dog ber l&get ikke &bnes mere end 140°, hvis
|/O-portene bag pa er i brug eller n&r nér de er docked.

Stealth-funktion

Latitude rugged-produkter leveres med stealth-funktion. Med stealth-funktionen kan du, med en enkelt tastekombination, slukke for
skeermen, alle LED-indikatorer, indbyggede hgjttalere, blaeseren og alle tradlese radioer.

®

BEMZERK: Denne tilstand er udviklet til brug af computeren i hemmelige operationer. Nar stealth-funktionen er aktiveret, fungerer
computeren stadig, men udsender ikke nogen form for lys eller lyd.

Sadan taendes og slukkes for stealth-funktionen

1.

Sadan deaktiveres stealth-funktionen i systeminstallationsmenuen (BIOS)

N N

Tryk pa tastekombinationen Fn + F7 for at taende for stealth-funktionen (Fn-tasten er ikke nedvendig hvis FN-l&sen er aktiveret).

®

Der er slukket for alt lys og alle lyde.
Tryk pa tastekombinationen Fn + F7 igen for at sla stealth-funktionen fra.
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Sluk for computeren.
Teend for computeren, og nér Dell-logoet vises tryk pd F2-tasten gentagne gange for at 4bne systeminstallationsmenuen.
Udvid og abn menuen Systemkonfiguration.
Veelg Stealth Mode Control.

®| BEMZRK: Stealth-funktionen er som standard aktiveret.

For at deaktivere stealth-funktionen, ryd indstillingen Enable Stealth Mode (Aktiver stealth-funktion).
Klik p& Apply changes (Anvend andringer) og klik pa Exit (Afslut).

Sadan bruges tastaturet med baggrundslys

Latitude rugged-serierne leveres med tastaturer med baggrundslys, der kan kundetilpasses. Felgende farver er aktiveret:

1. Hvid
2. Red
3. Gron
4. Bla

Som alternativ kan systemet konfigureres med yderligere to kundevalgte farver i systeminstallationsmenuen (BIOS).
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BEMZERK: Stealth-funktionen er en sekundeer funktion for F7-tasten. Tasten kan anvendes til andre funktioner pd computeren,
nar den ikke anvendes sammen med Fn-tasten til aktivering af stealth-funktionen.



Teende og slukke for baggrundslyset eller justere lysstyrken

For at teende eller slukke for baggrundslyset eller justere lysstyrken:
1. For at initialisere tastaturets baggrundslys, tryk pad Fn+F10 (Fn-tasten behaves ikke, hvis Fn-las er aktiveret).
Ved forste brug af tastekombinationen ovenfor vil baggrundslyset taendes med laveste lysstyrke.

2
3. Gentagne tryk pé tastekombinationen vil cykle igennem lysstyrkeindstillingerne 25 procent, 50 procent, 75 procent og 100 procent.
4

Cykel igennem tastekombinationen for enten at justere lysstyrken eller for at slukke for baggrundslyset i tastaturet.
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Sadan andres farven pa tastaturets baggrundslys

For at &endre farven pé tastaturets baggrundslys:

1. Tryk pa FN+C-tasterne for at lgbe igennem de tilgeengelige baggrundslysfarver.
2. Hvid, rad, gren og bld er som standard aktiveret. Brugeren kan tilfgje op til to ekstra farver i systeminstallationsmenuen (BIOS).
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Kundetilpasning af tastaturets baggrundslys i systeminstallationsmenuen
(BIOS)

1. Sluk for computeren.
2. Teend for computeren, og nar Dell-logoet vises, tryk pad F2-tasten gentagne gange for at 8bne systeminstallationsmenuen.

3. I menuen System Configuration (Systemkonfigurationsmenuen), veclg RGB Keyboard Backlight (RGB
tastaturbaggrundslys).

Du kan aktivere/deaktivere standardfarverne (hvid, red, gren og bla).
4. For at indstille RGB-vaerdierne, brug input-boksene i hgjre side af skaermen.
B. Tryk pa Apply changes (Anvend a&ndringer) og klik pa Exit (Afslut) for at lukke systeminstallationsmenuen.

Fn-funktionstastens lasefunktioner

@ BEMZERK: Der er mulighed for at l&se tastaturets Fn-funktionstast. N&r aktiveret, vil de sekundaere funktioner i den everste raekke

taster vaere aktiveret, og det kraever ikke brug af Fn-tasten.

Teknologi og komponenter
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Figur 1. Billedtekster til Fn-tast

1. Fn-lasetast
2. Pavirkede Fn-taster

3. Fn-tast
@ BEMZERK: Fn-l&sen pavirker kun tasterne ovenfor (F1 til F12). Sekundaere funktioner kraever ikke, at der trykkes pd Fn-tasten under
aktivering.

Sadan aktiveres funktionen Fn-las

1. Tryk pa Fn+Ecs-tasterne.

@l BEMZERK: De andre sekundeere funktionstaster i everste raekke bliver ikke pévirket, og kresver brug af Fn-tasten.

2. Trykigen pa Fn+Esc-tasterne for at deaktiver funktionslasfunktionen.
Funktionstasterne vender tilbage til deres normale funktion.

Sadan aktiveres og deaktiveres tradlesfunktionen (Wi-Fi)

1. For at aktivere tradlest netveerk, tryk pad Fn+ PrtScr.
2. Tryk pd Fn + PrtScr igen for at deaktivere trédlast netvaerk.
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Genvejstast-definition

Fn adfeerd: Primaer adfeerd er medietast; sekundeaer adfeerd er F1-F12 tast.
e Fn-las taender kun for primaer og sekundaer adfaerd pé F1-F12.

e F7 er hemmelig - unik til stabile og semistabile platforme. Den slukker alle LCD, alle tradlgse, alle advarsler, indikatorlamper, lyd, bleeser
etc.
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Tabel 1. Tastaturgenveje

Genvejstaster

Funktion

Beskrivelse

Fn+ ESC

Fn-las

Tillader brugeren at skifte mellem
laste og ulaste Fn-taster.

Fn+F1

Geor lydlas

Fjerner/tilslutter midlertidigt lyd.
Lydniveauet for lydlas vender tilbage,
efter lyden er tilsluttet igen.

Fn+F2

Lydstyrke ned/formindsk

Formindsker lydstyrken indtil
minimum/slukket er naet.

Fn+F3

Lydstyrke op/forag

Forager lydstyrken, indtil maksimum
er ndet.

Fn+F4

Gar mikrofon lydles

Daemper den indbyggede mikrofon,

sé den ikke kan optage lyd. Der er

en LED-lampe péa F4-funktionstasten,

der underretter brugeren om

tilstanden af denne funktion:

e | ED slukket = mikrofon kan
optage lyd

e | ED teendt = mikrofon deempet
og kan ikke optage lyd

Fn+F5

Num Lock

Tillader brugeren at skifte mellem
last og ulast NumLock

Fn+F6

Scroll lock

Brugt som Scroll Lock-tast.

Fn+F7

Hemmelig tilstand

Tillader brugeren at skifte til og fra
hemmelig tilstand

Fn+F8

LCD og projektorskaerm

Bestemmer video-output til LCD og
eksterne video-enheder nér tilknyttet
0g skaerme tilstede.

Fn+F9

Sag

Imiterer Windows-tasten + F-
tasteanslag for at &bne Windows
Search-dialogboksen.

Fn+F10

KB oplysning/baggrundslys

Bestemmer lysstyrkeniveauet

af tastaturets oplysning/
baggrundsbelysning. Genvejstasterne
gér igennem de felgende
lysstyrketilstande, nar de trykkes ned:
Deaktiveret, Deempet, Lyst. For flere
oplysninger se Tastaturoplysning/
Baggrundslys-afsnittet.

Fn+F1

Lysstyrke-formindskelse

Formindsker optrapningen af LCD-
lysstyrken for hvert tryk, indtil
minimum er ndet. For oplysninger se
LCD-lysstyrke-afsnittet.

Fn+F12

Lysstyrke-foragelse

Foreger optrapningen af LCD-
lysstyrke for hvert tryk, indtil
maksimum er n&et. For oplysninger se
LCD-lysstyrke-afsnittet.

Fn+PrintScreen

Radio On/Off

Teender og slukker for alle de tr&dlese
radioer. For eksempel WLAN, WWAN
og Bluetooth.
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Tabel 1. Tastaturgenveje (fortsat)

Genvejstaster Funktion Beskrivelse

Fn+Insert Slumre Seetter systemet ind i ACPI S3

tilstand og vaekker ikke systemet.

Traditionelle programmeringsfunktioner som Scroll Lock er tildelt alpha-taster med utrykte forklaringer.

Fn+S = Scroll Lock
Fn+B = Pause
Fn+Ctrl+B = Break
Fn+R = Sys-Req

®| BEMZERK: For ikke baggrundsbelyste tastaturer har F10 ingen funktion og ikonet pa funktionstasten er slettet.

AC-DC-adaptere

&

Der er to typer AC.adaptere til denne platform:

90W 3-ben
130W 3-ben

Né&r du kobler AC-adapterkablet fra computeren, skal du tage fat i stikket (ikke i selve kablet) og traskke fast, men forsigtigt, for at
undgé at beskadige kablet.

Vekselstramsadapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Der er imidlertid forskel pé stikkontakter og stikdaser i forskellige
lande. Hvis du bruger et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til stremskinnen eller stikkontakten, kan det medfere brand
eller skader pa udstyret.

Hvordan tjekker man status af AC-adapter i BIOS?

Ao e

16

Genstart / teend for din computer.

Ved den forste tekst pa skaermen eller nar Dell-logoet kommer frem, tryk pa <F2> indtil meddelelsen Entering Setup kommer frem.
Under General > Battery Information, vil du se AC Adapter oplistet.

status viser wattage for den tilknyttede AC-adapter. Alle fejl som er fundet med AC-adapteren eller DC-In-stikket vil blive vist her.
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9ow

dapter w/
7.4mm barrel
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130W

adapter wy
7.Amm barrel
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LED-lys og kabel
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Tabel 2. Adapterfunktioner

Funktioner

1 Kropsform skaber en glat base til kabeloprulning.

2 Kabellds pa reb for at fastgare kabeloprulning.

3 90° belastningslindring dirigerer kablet ud af adpaterens side.

4 Adapter LED-lampe er implementeret i to steder p& modsatte sider af stikhovedet. LED-lampens belysning vil veere
hvid.

Batteri

Dell Latitude Rugged bruger de felgende 3-cellede batterimuligheder:

o 3-cellet 51 Wt (ExpressCharge)

e 3-cellet 51 Wt (lang livscyklus, inkluderer 3 ars begraenset garanti)

Batteriet er placeret i bunden af systemet og kan udskiftes varmt. Dette design ligner ikke tidligere Dell laptops, hvor systemet skal
slukkes, nér batteriet fjernes, uden behov for at fierne bunddaekslet.

®| BEMZERK: Batteriet kategoriseres som en CRU (Customer Replaceable Unit) p4 denne platform.

®| BEMZERK: Batteriet kraever normalt 2 timer for at veere fuldt opladet.

Batterispecifikationer

Hvad er ExpressCharge ?

For et system der er markedsfert med ExpressCharge-funktionen vil batteriet typisk have mere end 80 % opladning efter omkring en
times opladning med systemet slukket og veere fuldt opladet pa ca. 2 timer med systemet slukket.

Aktivering af Expresscharge kraever, at bade systemet og batteriet, der anvendes pé systemet, er kompatibelt med ExpressCharge. Hvis
en af de ovenstaende krav mangler, vil ExpressCharge ikke blive aktiveret.

Hvad er BATTMAN?

BATTMAN er en computerstyret administrator beregnet til typiske genopladelige batterier. Den har de felgende kapaciteter:

Overvéager selvopladning

Ma@ler intern modstand

Udferer automatisk gentagne opladnings-/afladningscyklusser for at klargere nye batterier
Registrerer alle foretagede operationer, som kan importeres

Tilslutter via parallel port til enhver PC som kerer Microsoft Windows

Driftssoftware med kildekode er tilgaengelig for download

Processorer

Denne laptop afsendes med falgende Intel 6. generations i5 SkylLake eller 7. og 8. generations KabyLake-processorer:
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e Intel Core i3, 7130U KabylLake-processor
e Intel Core i5, 8350U Kabylake eller 6300U Skyl.ake-processorer
e Intel Core i/, 8650U Kabylake-processorserie

@l BEMZERK: Urhastigheden og praestationen varierer afhaengigt af arbejdsbyrden og andre variabler.

Skylake-processor

Intel Skylake er efterfelgeren til Intel Broadwell-processoren. Den er et mikroarkitektur-redesign, der bruger en allerede eksisterende

procesteknologi, og den vil blive markedsfert som Intel 6th Gen Core. Som Broadwell er Skylake tilgeengelig i fire varianter med endelserne

SKL-Y, SKL-H og SKL-U.

Skylake inkluderer ogsé Core i7, ib, i3, Pentium- og Celeron-processorer.

Skylake- vs. Broadwell-vejviser

Den fglgende tegning er en vejviser-sammenligning mellem Skylake-processor og Broadwell-processor:

Skylake
Skylake-Y Skylake-U Skylake-H
+ +
PCH-LP PCH-LP
(1-Chip) |  (1-Chip)

Snowfield Peak [.11ac 2x2+BT 4.1) WiFi
Douglas Peak WiGig
XMM7262 LTE
CG 1960 GNSS

Alpine Ridge DP and SP

| Jacksonville GbE LAN
[ PCle Business & Consumer. Wolf Star
SATA Business & Consumer: Temple Star Refresh

— o e e W e W S e S

Figur 2. Skylake- vs. Broadwell-vejviser

Praestationsfunktioner for processoren

Den falgende tabel viser den tilgeengelige preestation pa hver Skylake-endelse.

Tabel 3. Praestationsfunktioner

Funktion Funktionsbeskrivelse | SKL-Y SKL-U SKL-H
Generelle Kerner Dual Core Dual Core Dual Core
funktioner
CPU/Hukommelse/ Nej Nej Ja
Grafisk overclocking
Intel Extreme Tuning- Nej Nej Ja
hjeelpeprogram
Intel HyperThreading- Ja Ja Ja
teknologi
Intel Smart Cache- Ja Ja Ja

teknologi med sidste
niveau cache (LLC:
Last level cache) deling
mellem processor og
GFx-kerner
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Tabel 3. Prastationsfunktioner (fortsat)

Funktion Funktionsbeskrivelse | SKL-Y SKL-U SKL-H
Intel Smart Sound- Ja Ja Ja
teknologi
Intel Turbo Boost- Ja Ja Ja
teknologi 2.0
Last Level Cache (LLC) | Op til 4AM Op til 4M Op til AM
Spaendingsoptimering Ja TBD TBD

Skaerm Understottelse af 3 Ja Ja Ja
uafhaengige skeerme
HDMI 2.0-skeerm ved 60 | 3840x2160 3840x2160 3840x2160
Hz
DP/eDP-skeerm ved 60 | 3840x2160 4096x2304 4096x2304
Hz
eDP 1.3, understottelse | Ja Ja Ja
af MPO, NV12

Medier Intel Built-In Visuals Ja Ja Ja

Beregning OpenCL 2.0 Ja Nej Ja

Platformshardw | Proces pd 14 nm Ja Ja Ja

are
16PCle Graphic lanes Nej Nej Ja
(konfigurerbare som 1x16
eller 2x8 eller 1x8+2x4)

Understottelse af PCle Nej Nej Ja
Gen3.0

Omskifteligt grafikkort Nej Ja Ja
(muxless-lasning)

Hukommelse Hukommelsestype DDR4 DDR4 DDR4
Stik/Hukommelse nede | Hukommelse nede SODIMM SODIMM

Hastighed

2133MT/s til DDR4

2133MT /s til DDR4

2133MT/s til DDR4

Maks. kapacitet

32 GB

32 GB

32 GB

Operativsystem
understottelse

Windows 11 (64-bit) Ja Ja Ja
Windows 10 Home (64- | Ja Ja Ja
bit)

Windows 7 (64-bit / Ja Ja Ja
32bit)

Windows 8,1 Home (64- | Ja Ja Ja
bit)

Linux (kerne og Ja Ja Ja
tilknyttede moduler)

Chrome Ja Ja Nej
Android Nej Nej Nej
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Generel sammenligning med Broadwell-processor

Broadwell Platform Features

Skylake Platform Features

Performance Improved CPU & Graphics p fup ) € power
reduction (upto 0% lower SOC power) and longer battery life’
H:47W2, U 28W2, U2 15W2 Y 4.5W2 TOP
Configurable TDF®, Low Power Mode®
Gen8, DX11.7, Open CL 1.2/2.0°*, Open GL 4.x, PCle3.0

Faster AVC and MPEG-2 with full HW encode; VPB Encode (GPU), VP8 Decods,
VP9 Decode [GPU). HEVC Decode;
Intel® Quick Sync Video; 3 simultanecus Displays,

Intel® Smart Sound Technology®

2D Camera Imaging Discrete ISP in camera module

RealSense 3D Cameras Intel® RealSense F200 (UF Camera)

U= USB 3,07, Thunderbolt™ Technalogy®

Touch and Sensing Discrete Touch, Diserete Sensor Hub controllers on platform
High Bandwidth B02.11 ac, WiGig®
Catd LTE, Intel® Wireless Display 5.0°, GNSS, NFC
McAfee YAP, Boot Guard, intel® PTT 2.0%, intel® IPT?, intel® BIOS Guard v2.0%,
Anti-malware Boost [Beacon Pass 2.0
Intel® vPro= Technology wj AMT 10.0, Intel® Small Business Advantage 3.0,
Intel * wPro™ w/ Windows* 8.1 InstantGo* , Intel® Pro WiDi 5.1

Figur 3. Sammenligning med Broadwell-processor

Kaby Lake — 7- og 8. generations Intel

P PU & Graphics p {upto 50%) with sig:
reduction (upto 60% lower SOC power) and longer battery life’

H:45W2 and 35W, U: 28W2, U 15W2, Y- 4.5WE TOP
Configurable TDP?, Low Power Made®

Gend LP, DX11.3, DX12, Open CL 1.2/2.0"% Open GL 4.3/4.4, PCle3.0

VP8 Encode, VPB Decode, VPO Decode (GPU), VP9 Encode (GPU), HEVE Bb
Decede; HEVC Bb Encode, VDENC, SFC
Intel® Quick Sync Video; 3 simultaneous Displays

Enhanced Intel® Semart Sound Technology: GMM HW aceelerated Spesch,
Enhanced Audic Pre and Post Processing. Enhanced intel® Wake on Vioice

Integrated ISPAY, suppoarting upto 16MP, 4K@30fps, 1080p@60fps
Intel® RealSense R200 (WF camera)®, Intel® RealSense F200 [UF Camera)

PCle Gen3.0 [U and ¥), eMMC5.0 %, SDXC3.0, USB OTG', CSI2 MIP1, USE 3.00
. Thunderbelt™ Technology®
Touch® Intel* Solution

High Bandwidth 802.11 ac, WiGig¥, Cath LTE, intel* Wireless Display 6.0°
Wireless Charging, GNSS, NFC
McAfee YAP w/ Intel® SGX, IPT with MFA
Boot Guard, Intel® PTT 3.0% intel® IPT?, Intel® BIOS Guard v2.01

Intel® vPro™ Technology wf AMT 11.0, Small Business Advantage SBA Next
Intel® Pro WIDi 6.0, Secure LBS

Core-processorer

Den 7. og 8. Gen Intel Core-processor (Kaby Lake) -familien er efterfalgeren til Sky Lake R. Dens vigtigste funktioner omfatter:

e Intel 14 nm fabrikationsteknologi
e Intel Turbo Boost-teknologi
e Intel Hyper Threading-teknologi
e Intel-indbyggede billedsider

o Intel HD-grafik — ekstraordinzer video, redigering af de mindste detaljer i videoerne
o Intel Quick Sync Video — fremragende videokonferencekapacitet, hurtig videoredigering og forfattersystem
o Intel Clear Video HD — forbedret visuel kvalitet og farvegengivelse for HD-afspilning og web-browsing

Integreret hukommelsescontroller
Intel Smart Cache

Intel Rapid Storage-teknologi

Tabel 4. Kaby lake-specifikationer

Valgfri Intel vPro-teknologi (p& i5/i7) med Active Management-teknologi 11.6

Processornum | Maksimal Cache-lager Nr. af Strom Hukommelsesty | Grafik
mer urhastighed kerner/Nr. af pe

trade
Intel Dual Core 2,7 GHz 3 MB 2/4 1BW DDRA4-2400 Intel HD graphics
i3-7130U 620
Intel Quad Core [1,7 GHz 6 MB 4/8 1BW DDR4-2400 Intel UHD-
i5-8350U grafikkort 620
Intel Quad-Core | 1,9 GHz 8 MB 4/8 1BW DDR4-2400 Intel UHD-
i7-8650U grafikkort 620

Hukommelsesfunktioner

Denne laptop understatter 4-32 GB DDR4 SDRAM-hukommelse, op til 2400 MHz pé KabylLake-processorer og 2133 MHz pé Skylake-

processorer.

DDRA

DDR4-hukommelse (Double Data Rate — fijerde generation) er en efterfalger til DDR2- og DDR3-teknologierne, som har hgjere hastigheder
og op til 512 GB i kapacitet, sammenlignet med maksimumskapaciteten for DDR3 pé 128 GB pr. DIMM. DDR4 SDRAM (Synchronous
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Dynamic Random-Access Memory) er affaset anderledes end bdde SDRAM og DDR for at forhindre brugeren i at installere den forkerte
type hukommelse i systemet.

DDR4 kraever 20% faerre volt eller blot 1,2 volt sammenlignet med DDR3, som kraever 1,5 volt elektrisk strgm for at fungere. DDR4
understatter ogsa en ny, dyb nedlukningstilstand, der ger det muligt for vaertsenheden at ga péa standby uden behov for at opdatere dens
hukommelse. Dyb nedlukningstilstand forventes at reducere standby-energiforbruget med 40 til 50%.

DDRA4-detaljer

Der er sméa forskelle mellem DDR3- og DDR4-hukommelsesmoduler som vist nedenfor:
Vigtig forskel pa indhak

Nagleindhakket pa et DDR4-modul er placeret anderledes end nagleindhakket pa et DDR3-modul. Begge indhak findes pa
indsaetningskanten, men indhakkets placering p& DDR4 er en smule anderledes for at forhindre modulet i at blive installeret pé et
inkompatibelt kort eller en inkompatibel platform.

DDR3

Figur 4. Forskel i indhak

Dget tykkelse

DDR4-moduler er en smule tykkere end DDR3 for at kunne tilpasse sig flere signallag.

DDR4

Figur 5. Forskel i tykkelse

Buet kant

DDR4-moduler har en buet kant til at hjselpe med indseettelsen og lette trykket p&4 PCB'en under hukommelsesinstallation.

Figur 6. Buet kant

Hukommelsesfejl

Hukommelsesfejl pa systemet viser det nye 2 - Amber, 3 - hvid fejlkode. Hvis al hukommelse fejler, taender LCD ikke. Fejlfind for muligt
hukommelsessvigt ved at afpreve kendte gode hukommelsesmoduler i hukommelsesstikkene pé& bunden af systemet eller under tastaturet,
som i nogle baerbare systemer.
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Grafikkort-muligheder

Grafikspecifikationer

Tabel 5. Grafikspecifikationer

Controller Type CPU- Grafisk Kapacitet Ekstern Maksimal
afhaengighed | hukommelsest skaermunderstott | oplesning
ype else
Intel HD 620 UMA Intel Core i3 - Integreret Delt HDMI 2.0 4096x2304 @60 Hz
Graphics 7130U systemhukomm
else
Intel UHD 620 UMA Intel Core i5 - Integreret Delt HDMI 2.0 4096x2304 @60 Hz
Graphics 8350U systemhukomm
else
Intel HD 520 UMA Intel Core Integreret Delt HDMI 2.0 4096x2304 @60 Hz
Graphics 15-6300U systemhukomm
else
AMD Radeon Dedikeret Intel Core ib - Dedikeret Dedikeret, 2 GB | HDMI 2.0 4096x2304 @60 Hz
540 8350U DDR5 . .
Yderligere porte via
Intel Core i7 - bagtil konfigurerbart
8650U [/O-rum
o VGA
e DisplayPort
AMD Radeon Dedikeret Intel Core ib - Dedikeret Dedikeret, 4 GB | HDMI 2.0 4096x2304 @60 Hz
RX540 8350U DDR5 . .
Yderligere porte via
Intel Core i7 - bagtil konfigurerbart
8650U [/O-rum
o VGA

e DisplayPort

®| BEMZERK: Yderligere videoporte via bagtil konfigurerbart I/O-rum fas kan med separat grafiklgsning.

Intel HD-grafikkort (integreret)

Intel HD 620-grafikkort

Dette system kan konfigureres med én af de felgende UMA-grafikkortmuligheder eller kombineres med en dedikeret AMD-

grafikkortmulighed.

Tabel 6. Specifikationer for Intel HD 620-grafikkort

Integreret grafikcontroller

Intel HD 620-grafikkort

Bus-type

Intern PCle

Hukommelsesgraenseflade

N/A (forenet hukommelsesarkitektur)

Grafikniveau

GT2

Estimeret maksimalt stremforbrug (TDP)

15 W (inkluderet i CPU-strem)

Skaermunderstattelse

P& system:
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Tabel 6. Specifikationer for Intel HD 620-grafikkort (fortsat)

Integreret grafikcontroller

Intel HD 620-grafikkort

HDMI 2.0
USB Type-C

Maksimal vertikal opdateringshastighed

Op til 85 Hz afhaengigt af oplasningen

Operativsystemets understottelse af grafik-AP|

Understatter DirectX 12, OpenCL 2.0, OpenGL 4.3/4.4, OpenGL
ES

Understottede oplasninger og maksimale opdateringshastigheder
(Hz) (Bemaerk: Analog og/eller digital)

Systemporte: Maks. digital: (HDMI) 2560x1600, 4096x2304 ved 24
Hz

Docked:

Maks. digital: (DisplayPort 1.2) 3840 x2160 ved 60 Hz
Maks. digital: (SL-DVI) 1920x1080 ved 60 Hz
e Analog: (VGA) system (14"/15") 2048x1152 ved 60 Hz

Til 3 skeerme: Op til maks. oplasning hver ovenfor

Antal understottede skaerme

e Systemporte: 3 skaerme maks. med LCD plus 2 skasrme maks.
pa hvert output (HDMI, USB Type-C)
Docked: 3 skaerme maks. (kombination af LCD, VGA,

DisplayPort, HDMI)

Intel UHD 620-grafikkort

Tabel 7. Specifikationer for Intel UHD 620-grafikkort (8.

generations Intel Core)

Integreret grafikcontroller

Intel UHD 620-grafikkort (8. generations Intel Core)

Bus-type Intern PCle
Hukommelsesgreenseflade N/A (forenet hukommelsesarkitektur)
Grafikniveau GT2

Estimeret maksimalt stremforbrug (TDP)

15 W (inkluderet i CPU-strem)

Skaermunderstattelse

P& system:
HDMI 2.0
USB Type-C

Maksimal vertikal opdateringshastighed

Op til 85 Hz afhaengigt af oplasningen

Operativsystemets understattelse af grafik-API

DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10, Windows 11),
OpenGL 4.3

Understattede oplasninger og maksimale opdateringshastigheder
(Hz) (Bemaerk: Analog og/eller digital)

Systemporte:

e Maks. digital: (HDMI) 4096x2304 ved 24 Hz

e Analog: (VGA) system (14"/15") eller docking 2048x1152 ved
60 Hz

Docked:

Maks. digital: (DisplayPort 1.2) 3860 x2160 ved 60 Hz
Maks. digital: (SL-DVI) 1920x1080 ved 60 Hz
e Analog: (VGA) system (14"/15") 2048x1152 ved 60 Hz

Til 3 skeerme:

(lokal eller docked) op til 1920x1200 maks. oplasning hver

Antal understottede skaerme
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Tabel 7. Specifikationer for Intel UHD 620-grafikkort (8. generations Intel Core) (fortsat)

Integreret grafikcontroller

Intel UHD 620-grafikkort (8. generations Intel Core)

e Docked — 3 skaerme maks. (kombination af LCD, VGA,
DisplayPort, HDMI)

Intel HD 520-grafikkort

Tabel 8. Specifikationer for Intel HD 520-grafikkort

Integreret grafikcontroller

Intel UHD 620-grafikkort (8. generations Intel Core)

Bus-type

Intern PCle

Hukommelsesgraenseflade

N/A (forenet hukommelsesarkitektur)

Grafikniveau

GT2

Estimeret maksimalt stremforbrug (TDP)

15 W (inkluderet i CPU-strem)

Skaermunderstattelse

P& system:
HDMI 2.0
USB Type-C

Maksimal vertikal opdateringshastighed

Op til 85 Hz afhaengigt af oplasningen

Operativsystemets grafik/understottelse af video-API

DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10, Windows 11),
OpenGL 4.3

Understattede oplasninger og maksimale opdateringshastigheder
(Hz) (Bemaerk: Analog og/eller digital)

Systemporte:

e Maks. digital: (HDMI) 4096x2304 ved 24 Hz
e Analog: (VGA) system (14"/15") eller docking 2048x1152 ved
60 Hz

Docked:

e Maks. digital: (DisplayPort 1.2) 3860 x2160 ved 60 Hz
e Maks. digital: (SL-DVI) 1920x1080 ved 60 Hz
e Analog: (VGA) system (14"/15") 2048x1152 ved 60 Hz

Til 3 skaerme:

e (lokal eller docked) op til 1920x1200 maks. oplasning hver

Antal understottede skaerme

e Systemporte — 3 skeerme maks. med LCD plus 1 skeerm maks.
pa hvert output (HDMI, VGA (14"/15")

e Docked — 3 skaerme maks. (kombination af LCD, VGA,
DisplayPort, HDMI)

Teknologi og komponenter 27




Intel HD-grafikkort 520

Intel HD Graphics 520 (GT2) er en indbygget grafikkort-enhed, som findes i forskellige ULV (Ultra Low Voltage) -processorer af
Skylake-generationen. Denne GT2-version af Skylake GPU tilbyder 24 Execution Units (EUs) tidstaget pa op til 1050 MHz (afhaengigt af
CPU-modellen). Pga. manglende dedikeret grafikkort-hukommelse eller DRAM cache, skal HD 520 have adgang til hovedhukommelsen (2x
64-bit DDR3L-1600/DDRA4-2133).

Performance (Ydelse)

Den ngjagtige preaestation af HD Graphics 520 afhaenger af forskellige faktorer som L3 cache-starrelse, hukommelseskonfiguration
(DDR3/DDRA4) og den specifikke models maksimum urhastighed. De hurtigste versioner Core i7-6600U ber praestere pd samme méade
som en dedikeret GeForce 820M og handterer moderne spil (fra 2015) i lave indstillinger.

Funktioner

Den reviderede videomotor afkoder nu H.265/HEVC fuldstaendigt i hardware og mere effektivt end for. Skaerme kan tilsluttes vha. en DP
1.2/eDP 1.3 (maks. 3840 x 2160 @ 60 Hz), mens HDMI er begreenset til den aeldre version 1.4a (maks. 3840 x 2160 @ 30 Hz). Dog kan
HDMI 2.0 tilfgjes vha. en DisplayPort-omformer. Op til tre skaerme kan kontrolleres samtidigt.

Stremforbrug

HD Graphics 520 kan findes i mobile processorer angivet ved 15 W TDP, og er derfor egnet til kompakte laptops og Ultrabooks.

Primaere specifikationer

Den falgende tabel indeholder de primeere specifikationer i Intel HD Graphics 520:

Tabel 9. Primzere specifikationer

Specifikation Intel HD-grafikkort 520
Kodenavn Skylake GT2

Arkitektur Intel Gen 6 (Skylake)
Rearledninger 24 — forenet
Kernehastighed 300 — 1050 (Boost) MHz
Hukommelsestype DDR3/DDR4

Hukommelse bus bredde 64/128 bit

Delt hukommelse Ja

Teknologi 14 nm

Funktioner QuickSync
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Tabel 9. Primaere specifikationer (fortsat)

Specifikation Intel HD-grafikkort 520
DirectX DirectX 12 (FL12_1)
Maks. Understattede skeerme Optil 3

DP 1,2/eDP 1,3 maks. oplasning 3840 x 2160 @ 60 Hz
HDMI maks. oplasning 3840 x 2160 @ 30 Hz

Intel HD-/UHD-grafikkort 620

Intel HD/UHD Graphics 620 (GT2) er en indbygget grafikkortenhed, som kan findes i forskellige ULV (Ultra Low Voltage) -processorer af
Skylake-generationen. Denne GT2-version af Skylake GPU tilbyder 24 Execution Units (EUs) tidstaget pa op til 1050 MHz (afhaengigt af
CPU-modellen). Pga. manglende dedikeret grafikkort-hukommelse eller DRAM cache, skal HD 520 have adgang til hovedhukommelsen (2x
64-bit DDR3L-1600/DDR4-2133).

Performance (Ydelse)

Den ngjagtige preestation af HD/UHD Graphics 620 afhaenger af forskellige faktorer som L3 cach-starrelse, hukommelseskonfiguration
(DDR3L/DDRA4) og den specifikke models maksimum urhastighed.

Funktioner

Den reviderede videomotor afkoder nu H.265/HEVC fuldstaendigt i hardware og mere effektivt end for. Skaerme kan tilsluttes vha. en DP
1.2/eDP 1.3 (maks. 3840 x 2160 @ 60 Hz), mens HDMI er begreenset til den aeldre version 1.4a (maks. 3840 x 2160 @ 30 Hz). Dog kan
HDMI 2.0 tilfgjes vha. en DisplayPort-omformer. Op til tre skaerme kan kontrolleres samtidigt.

Stremforbrug

HD Graphics 620 kan findes i mobile processorer angivet ved 15 W TDP, og er derfor egnet til kompakte laptops og Ultrabooks.

Primaere specifikationer

Den folgende tabel indeholder de primeere specifikationer i Intel HD Graphics 620:

Tabel 10. Primaere specifikationer

Specifikation Intel HD-/UHD-grafikkort 620
Kodenavn Skylake GT2

Arkitektur Intel Gen 6 (Skylake)
Rerledninger 24 — forenet
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Tabel 10. Primaere specifikationer (fortsat)

Specifikation

Intel HD-/UHD-grafikkort 620

Kernehastighed 300 — 1050 (Boost) MHz
Hukommelsestype DDR3/DDR4

Hukommelse bus bredde 64/128 bit

Delt hukommelse Ja

Teknologi 14 nm

Funktioner QuickSync

DirectX DirectX 12 (FL12_1)
Maks. Understattede skeerme Optil 3

DP 1,2/eDP 1,3 maks. oplasning

3840 x 2160 @ 60 Hz

HDMI maks. oplasning

3840 x 2160 @ 30 Hz

AMD Radeon 540-grafikkort

Tabel 11. Radeon 540 Graphics-specifikationer

Grafikkort-kontroller

AMD Radeon 540-grafikkort

Grafikkort-hukommelse 2 GB GDDRb
Bustype PCle x16 Gen3
Hukommelses-greenseflade 64-bit

Urhastigheder

Op til 1124 MHz

Estimeret maksimalt stremforbrug (TDP)

50W TGP (GPU + ramme-buffer)

Skaermunderstattelse

HDMI/mDP/eDP/USB-C

Maksimal farvedybde

Maksimum 4:4:4 farvedybde:12 (bits pr pixel)

Maksimal vertikal opdateringshastighed

Op til 85 Hz afhaengigt af oplasningen

Operativsystemets grafik/ understottelse af Video API

DirectX 12, OpenGL 4.5

Understattede oplasninger og maksimale opdateringshastigheder
(Hz) (Bemeerk: Analog og/eller digital)

e Enkelt DisplayPort 1.4 - 5120 x 2880 @ 60 Hz
e Dobbelt DisplayPort 1.4 - 5120 x 2880 @ 60 Hz

Antal skaermsupport

Op til fem skaerme der opererer ved 4096 x 2160 @60 Hz

AMD Radeon RX 540-grafikkort

Tabel 12. Radeon RX 540 grafikkort-specifikationer

Grafikkort-kontroller AMD Radeon RX 540-grafikkort
Grafikkort-hukommelse 4 GB GDDR5

Bustype PCle x16 Gen3
Hukommelses-greenseflade 128 bit

30 Teknologi og komponenter




Tabel 12. Radeon RX 540 grafikkort-specifikationer (fortsat)

Grafikkort-kontroller AMD Radeon RX 540-grafikkort
Urhastigheder Op til 1219 MHz

Skannet maksimal kraft 50W TGP (GPU + ramme-buffer)
Skeermunderstattelse eDP/DVI/ DisplayPort/HDMI

Maksimal farvedybde Maksimum 4:4:4 farvedybde:12 (bits pr pixel)
Maksimal vertikal opdateringshastighed Op til 395 Hz ved 1920 x 1080

Op til 118 Hz ved 3840 x 2160

Operativsystemets grafik/ understattelse af Video API DirectX 12, OpenGL 4.5

Understottede oplasninger og maks genopfriskningshastigheder e Maks digital: Enkelt DisplayPort 1.4 - 5120 x 2880 @ 60 Hz

(Hz) (mDP/USB Type-C til DP)

e Maks digital: Dobbelt DisplayPort 1.4 - 5120 x 2880 @ 60 Hz
(mDP/USB Type-C til DP)

Antal skaermsupport Op til fem skaerme der opererer ved 4096 x 2160 @60 Hz

Corning Gorillaglas

Corning Gorillaglas 5: Cornings seneste komposition var beregnet p8 at adressere brud, som er den starste forbrugerklage ifelge Cornings
research. Det nye glas er lige s& tyndt og let som tidligere versioner, men er blevet udviklet til at levere dramatisk forbedret modstand
overfor lokal skade og tillade forbedret praestation i felten. Corning Gorillaglass 5 er blevet testet for ydeevne under skarp kontaktskade, sa
som asfalt og andre overflader i den rigtige verden.

Fordele

Forgget fastholdt styrke efter brug.

Hgj resistens over for ridser og skarp kontaktskade.
Forbedret tabepreaestation.

Allerbedste overfladekvalitet.

Programmer

e |deelt beskyttende dasksel til elektroniske skasrme i:
o Smartphones
o Laptop og tablet-computerskserme
o Beerbare enheder
Beraringsskaermenheder
Optiske komponenter
Glasvarer med hgj styrke

Mal

Tykkelse: 0,7 mm
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Viskositet

Tabel 13. Viskositet

Parameters (Parametre) Vektorer
Bladgeringspunkt (1076 poise) 884 °C
Heerdningspunkt (10%2 poise) 623 °C
Belastningspunkt (107 poise) 571°C
Egenskaber

Tabel 14. Egenskaber

Teethed 2,43 g/cm
Youngs modul 76,7 GPa
Poissons forhold 021
Forskydningsmodul 31,7 GPa
Vickers-hérdhed (200 g belastning)
o |kke styrket 489 kgf/mm?
e Styrket 596 kgf/mm?
596 kgf/mm?
Bruds sejhed 0,69 MPa m9°
Koefficient af ekspansion (0 °C - 300 °“C) 788 x107 /°C

Kemisk styrkelse

Kapacitet af >850MPa CS, ved 50 um dybde af lager (DOL: Depth Of Layer)

Specifikationerne kan asndres uden varsel

Optisk

Tabel 15. Optisk

Varmemodstandsdygtigt indeks (590 nm)

Kerneglas** 1,50
Komprimeringslag 1,51
Fotoelastisk konstant 30,3 nm/cm/MPa

** Kerne-indeks bruges til FSM-baserede malinger, da den er upavirket af forhold med ionbytning.

Kemisk holdbarhed

Holdbarhed méles via vaegttab pr overfladeomréde efter nedssenkning i oplasningsmidlerne vist nedenfor.. Veerdier er afhaengige af reelle
afprevningsforhold. Rapporterede data er til Corning Gorillaglass 5.
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Tabel 16. Kemisk holdbarhed

Reagens Tid Temperatur (°C) Vaegttab (mg/cm2)
HCI-5% 24t 95 59
NH4F:HF - 10 % 20 min. 20 1.0
HF - 10 % 20 min. 20 25,2
NaOH - 5 % 6t 95 27
Elektrisk
Tabel 17. Elektrisk

Frekvens (MHz) Dielektrisk konstant Loss Tangent
54 7,08 0,009

163 7,01 0,010

272 7,01 0,0M1

272 7,00 0,010

490 7,99 0,010

599 7,97 0,01

912 7,01 0,012

1499 6,99 0,012

1977 6,97 0,014

2466 6,96 0,014

2986 6,96 0,014

Afsluttet koaksial linje som ligner den opridset i NIST Technical Notes 1520 og 1355-R

Afprovning af Corning Gorillaglas 5.

e Storre skademodstand (op til 1,8X) med dyb slitage.

e Hurtigere kemisk styrkelse med hgjt komprimerende tryk og dybere komprimeringsdybde
o Overfladisk tjek dybde med hgjere slitageniveauer

e Muligger tykkelsesreduktion

Brug af pen

Din computer bruger adskillige inputenheder. Standard eksternt USB-tastatur og mus er tilstede, plus du kan veelge den elektrostatiske
pen/stil eller bruge din finger som en inputenhed.

Brug af pen som en 'mus'

Du kan bruge pennen pd samme made som du bruger en mus eller pegefelt med en laptopcomputer. Nar man holder pennen teet pé
skaermen ses en lille markaer. N&r man flytter pennen, flyttes markaren. Den folgende tabel beskriver hvordan pennen bruges.

Tabel 18. Pennens funktioner

Handling Funktion

Tryk forsigtigt pa pennens spids pa skaermen Det samme som et enkelt klik pad en mus.
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Tabel 18. Pennens funktioner (fortsat)

Handling Funktion

Tryk forsigtigt p8 pennens spids to gange hurtigt efter hinanden pd | Det samme som et dobbelt klik p4 en mus.
skeermen.

Rar ved pennen pa skasrmen, og hold den pa plads kortvarigt, indtil | Det samme som et hgjreklik p4 en mus.
Windows tegner en fuldstaendig cirkel rundt om markaren.

Brug af pennen som en pen

Handskriftsgenkendelsessoftwaren ger det nemt at indtaste tekst i dine applikationer med pennen. Nogle applikationer som Windows
Journal tillader dig at skrive med pennen direkte i applikationsvinduet.

Tablet PC Input Panel

Nar en applikation ikke direkte understatter penne-indtastning, kan du bruge Tablet PC Input Panel til at indtaste tekst i din applikation.
Hvis du trykker i et redigerbart omrade, kommer ikonet for Tablet PC Input Panel frem. Tryk pé ikonet far Input Panel til at glide ud fra
kanten af skaermen.

-

.¢

Du kan flytte Input Panel-fanen ved at traekke den op eller ned langs kanten af skaarmen. Dernaest, nér du
trykker p& den, &bner Input Panel pd det samme vandrette sted pd skaermen, som fanen kommer frem pé.

@I%J Tools -

Pen Flicks

Pen flicks saetter dig i stand til at benytte pennen til at foretage handlinger, der normalt kraever et tastatur, s som ved at trykke p& <Page
Up> eller bruge de retningsvisende piletaster. Pen flicks er hurtige, retningsvisende gestus. Tegn en kort linje i én af otte retninger. Nar en
pen flick genkendes, foretager Tablet PC den tildelte handling.
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Delete oy Copy

3 €

Back Forward
Undo i Paste
+*
Crag Down

Du kan modificere indstillingerne for standard pen flick:

1. Klik p4 Start > Control Panel > Pen and Touch and click the Flicks tab.

2. Modificér indstillingerne, og klik pa OK.

,J" Pen and Touch

28]

Pen Options | Flicks |Handwriting | Touch IPanning|

[¥]1ze flicks to perform common actions quickly and easily!

i@ Mavigational flicks ﬁ}]
. Mavigational flicks and

' editing flicks

Customize...

Sensitivity

You can adjust how easily your flicks are recognized, A more
relaxed setting may lead to accdental flicks.

Relaxed Precse

Pen: ; D

Touch: i G

Display flicks icon in the notification area
Practice using flicks

i oK i [ Cancel Apply
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Optisk disk-drev

DVDRW

DVDRW er et fysisk format til DVD’er som kan omskrives og kan holde op til 4.7 GB. DVD+RW blev skabt af DVD+RW Alliance, et
industrikonsortium med drev-og diskfabrikanter. Derudover understatter DVD+RW en skrivemetode kaldet "linking uden tab”, som ger den
egnet til tilfeeldig adgang og forbedrer kompatibilitet med DVD-afspillere.

Kapaciteten af en disk med enkelt lag er omtrent 4.7 x 109 bytes. Rent faktisk er disken udarbejdet med 2295104 sektorer af 2048
bytes hver, hvilket kommer op pé 4,700,372,992 bytes, 4,590,208 kilobytes (KiB, bineere kilobytes), 4482.625 megabytes (MiB, binaere
megabytes) eller 4.377563476 gibabytes (GiB, binsere gigabytes).

DVD=R (ogsé DVD+/-R, "DVD plus/dash R", eller "DVD plus/minus R") er ikke et separat DVD-format, men snarere et forkortet
udtryk for et DVD-drev, der kan acceptere begge de almindelige DVD-formater til at optage pa (dvs. DVD-R og DVD+R). P4 samme
mé&de handterer DVD+RW (ogsé skrevet som DVD+R/W, DVD+R/RW, DVD+R/+RW, DVD+/-RW, og andre arbitraesre mader) begge
almindelige disktyper som kan omskrives.

DVD+RW skal formatteres for optagelse med en DVD-optager.
e 3x DVD+/-RW-drev

DVDRW-drev

Der er et nyt drev-tilbud fra Dell til disse systemer, der tillader brugere at laese og skrive DVD’er og CD’er. Drevet er et bakkedrev, der
passer ind i mediebasen. Det bruger en SATA-graenseflade.

DVDRW/BD-ROM-kombinationsdrev vil laese og skrive alle standard CD- og DVD-formater. Her er nogle specifikationer for drevet:

Tabel 19. DVD RW-specifikationer

DVDRW-drevspecif Hastighed
CD lees 24x
CD-R skriv 8x
CD-RW skriv 8x
DVD-ROM lees 8x
DVD+R skriv 8x
DVD-R skriv 8x
DVD+R DL skriv 2,4x
DVD-R DL skriv 2,4x
DVD+RW skriv 4x
DVD-RW skriv 4x

Blue Ray

| februar 2002 annoncerede en stor gruppe virksomheder introduktionen af Blu-ray Disc™ (BD) format, den naeste generation af optisk
opbevaring. Det nye format tilbyder en enorm lagerkapacitet (op til 50 GB), der er perfekt til hgj-definition (HD) videooptagelse og
distribution, s& vel som til opbevaring af store maengder data. Formattet deler de samme formfaktorer som eksisterende CD og DVD
optiske discs, der tillader bagudrettet kompatibilitet.*

Funktioner

Herunder er nogle af Blu-rays funktioner oplistet.
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e Stor kapacitet
o 25 GB (enkelt lag) / 50 GB (dobbelt lag)
BEMZERK: Alle Dell Blu-Ray-drev understatter dobbelt lag (50 GB) discs. Dog laeser de nye combo-drev (DVDRW/BD-ROM)
blot dobbelt lag-discs, men skriver ikke til dem.

o Fremtidigt potentiale til at opbevare 200 GB (muiltilag)
= Evne til at breende og lsese de fleste medietyper* *
= Almindelig formatfordel

Tomt medie

Indstil optagere og afspillere
Feerdigpakkede hgj-definitionsfilm
Hgj-definitionslyd

Naeste generation HD gaming
PC-lager og underholdning

Hardware-krav

For at Blu-ray fungerer ordentligt skal bade software og hardware opfylde adskillige krav. En beskrivelse af disse krav er herunder. Et
Dell™ Blu-ray Disc-system kan ikke kabes uden disse krav.

Tabel 20. Systemforudsaetninger

Krav Enhed/Specifikation
Desktops Notebooks
Processor Intel® Core™2 Duo Processor E6800 (2.93 | Intel Core 2 Duo T7100 (1.8 GHz) eller bedre
GHz)
eller Intel Core 2 Duo Processor E6700
(2.66 GHz)
eller Kentsfield
Grafikkort Intel Core 2 Duo T7100 (1.8 GHz) eller bedre | Intel Core 2 Duo T7100 (1.8 GHz) eller bedre
Hukommelse 1 GB DDR2 SDRAM
RMSD-drev Philips® drev i halv hgjde Panasonic® Slim-line-drev
Software Afspilning: Cyberlink®
Burn og authoring: Sonic/Roxio
Video Codecs: MPEG2, MPEG4-AVC, VC-1 - skal
kunne klare H.264 HW accel
Audio (Lyd) Codecs: LPCM, Dolby®, Dolby Digital +,
Dolby Lossless, DTS™, DTS-HD™
Skaerm 20-tommers hej-definition fladt panel WSXGA+ (1680x1050)
(HDFP) - 2007FPW WUXGA (1920x1200)
24-tommers hgj-definition fladt panel
(HDFP) - 2407FPW
Skal have HDCP** support med digitale
stik
Der er f& mulige profiler til Blu-ray; de er Standard og BD Live.
Tabel 21. Blue-ray-profiler
Standard BD Live (ikke tilgeengelig endnu)
Funktionalitet Stor back-up enhed Standardprofil + Picture-in-Picture
Blu-ray-videoafspilning Internetforbindelse
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Tabel 21. Blue-ray-profiler (fortsat)

Standard BD Live (ikke tilgeengelig endnu)
Blu-ray.videoauthoring Lokal opbevaring
Systemkrav Drev Standardprofil + hardware-accelereret
grafikkort

Grafikkort/CPU-kombination tilstraekkelig til
at handtere BD Systemlager

BD-software
Skaerm

Hukommelse

Mediekortlaesere

BEMZERK: Mediekortlaeseren er indbygget i systemkortet pa baerbare systemer. Hvis der en hardware-fejl eller laeseren fungerer
forkert, udskiftes systemkortet.
Mediekortlaeseren udvider brugbarheden og funktionaliteten af baerbare systemer, saerligt ndr den bruges med andre enheder som digitale

kameraer, baerbare MP3-afspillere og hdndholdte enheder. Alle disse enheder bruger en form for mediekort til at opbevare information.
Mediekortleesere gar det nemt at overfere data mellem disse enheder.

Flere forskellige slags medie- eller hukommelseskort fas i dag. Herunder er en liste over de forskellige slags kort, der virker i
mediekortleeseren.

SD-kortlaeser

Memory Stick

SD (Secure Digital)

SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)
SDXC-kort (Secure Digital eXtended Capacity)

UEFI BIOS

UEFI er et akronym for Unified Extensible Firmware Interface. UEFI-specifikationen definerer en ny model for greensefladen mellem
personlige computer-operativsystemer og platform-firmware. Graensefladen bestér af datatabeller der indeholder platformrelateret
information, plus boot og keretid-serviceopkald, der er tilgaengelige for operativsystemet og dets indleeser. Tilsammen leverer disse et
standard miljg til at boote et operativsystem og kaere pre-boot-applikationer. En af de sterste forskelle mellem BIOS og UEFI er den méade
applikationerne er kodet pa. Assembler blev brugt, hvis funktioner eller applikationer skulle kodes til BIOS, mens en sprogkode med et
hajere niveau vil blive brugt til at programmere UEFI.

Ao e

Dell UEFI BIOS implementation vil erstatte de eksisterende to forskellige saet af BIOS i baerbare og desktop-produkterne med et enkelt
UEFI BIOS fremadrettet.
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Vigtige oplysninger

Der er ingen forskel mellem det konventionelle BIOS og UEFI BIOS medmindre UEFI er markeret i 'Boot List Option'-indstillingen i
BIOS-siden. Dette vil gare det muligt at oprette en UEFI boot option-liste manuelt uden at pavirke den eksisterende boot-prioritetsliste.
Med implementeringen af UEFI BIOS er aendringerne mere relateret til fremstillingsredskaberne og funktionaliteterne med meget minimal
pavirkning af kundens brug.

Fa ting der er veerd at huske:

e Huvis kunder har en UEFI-bootmedie, og KUN hvis de har UEFI-bootmedie (enten i det optiske medie eller via USB-lager), vil
engangs-bootmenuen vise en yderligere sektion, der oplister UEFI-boot-mulighederne. Hvis de ikke har tilknyttet UEFI-bootmedie, vil
de aldrig se denne mulighed. Naesten ingen vil se denne mulighed, medmindre UEFI-boot-muligheden er specificeret manuelt igennem
'‘Bootsekvens'-indstillingerne.

e Hvordan man aendrer servicemaerke/Ejermaerke?

Nér serviceteknikeren udskifter et systemkort, skal han indstille servicemaerket, nér systemet starter op pa engangsbasis. Manglende
opsa&tning af et servicemaerke kan resultere i, at systembatteriet ikke kan oplade. Derfor er det meget vigtigt, at serviceteknikeren
indstiller det korrekte servicemaerke. Hvis et forkert servicemaerke indstilles, kan man ikke nulstille det, og teknikeren er nedt til at
bestille en anden systemkortudskiftning.

e Hvordan oplysninger om Aktiv-maerke asendres?

Til at eendre oplysninger om Aktiv-maerke kan vi bruge en af de felgende software-hjeelpeprogrammer.

Beerbare Teknologi Dell Command Konfigurér veerktejssaet

Kunder kan ogsé rapportere det efter en bundkort-udskiftning, aktivfeltet er allerede udfyldt i systemets BIOS, og skal ryddes eller
indstilles. For aeldre systemer og alle nyere systemer med UEFI BIOS-platform, kan kunder downloade Dell Command Configure Toolkit
(DCC) til at tilpasse BIOS-mulighederne eller endda sendre ejerskabet eller aktivmaerket indefra Windows. Denne teknologi er beskrevet i
afsnittet Software og fejlfinding.

Systemadministration - Fra pa stedet til cloud

Dell Client Command Suiite - et gratis vaerktgjsseet tilgeengeligt for download, til alle OptiPlex og Latitude PC'er ved https://dell.com/
command, automatiserer og stremliner systemadministrationsopgaver, tidsbesparelse, penge og ressourcer. Den bestar af de felgende
moduler, der kan bruges uafhaengigt eller med et udvalg af systemadministrationskonsoller som SCCM.

Dell Command | Deploy aktiverer nem operativsystem (OS) -udrulning pé tvaers af alle starre OS-udrulningsmetodologier og giver
adskillige systemspecifikke drev, der er blevet trukket ud og reduceret til en OS-forbrugstilstand.

Dell Command I Configure er en grafisk brugergraenseflade (GUI) admin-veerktej til konfigurering og udrulning af hardware-indstillinger
i et pre-0S eller post-OS miljg, og den fungerer problemfrit med SCCM og Airwatch og kan blive integreret i LANDesk og KACE. Det

er alt om BIOS. Command | Configure ger det muligt for dig at fjernautomatisere og konfigurere over 150+ BIOS-indstillinger for en
personaliseret brugeroplevelse.

Dell Command | PowerShell Provider kan gare det samme som Command | Configure, men med en anden metode. PowerShell er et
skrivesprog, der tillader kunder at skabe en tilpasset og dynamisk konfigurationsproces..

Dell Command | Monitor er en Windows Management Instrumentation (WMI) agent, der forsyner IT-admins med et omfattende lager
med hardware og helbredstilstadsdata. Admins kan ogsa fiernkonfigurere hardware ved at bruge kommandolinje og skrivning.

Dell Command | Update (slutbrugervaerktej) er fabriksinstalleret og tillader admins individuelt at administrere og automatisk
praesentere og installere Dell-opdateringer til BIOS, drev og software. Command | Update eliminerer den tidskraevende jage- og
opsamlingsproces i opdateringsinstallationen.

Dell Command | Update Catalog leverer sggbare metadata, der tillader administrationskonsollen at hente de seneste
systemspecifikke opdateringer (drev, firmware eller BIOS). Opdateringerne leveres sé problemfrit til slutbrugere, der bruger kundens
systemadministrationsinfrastruktur, der forbruger kataloget (som SCCM).

Dell Command | vPro Out of Band-konsollen forleenger hardware-administration til systemer, der er offline eller har en OS (Dell-
eksklusive funktioner), der ikke kan nés.

Dell Command | Integration Suite til Systemcenter - Denne suite integrerer alle de vigtigste komponenter i Client Command Suite i
Microsoft System Center Configuration Manager 2012 og Current Branch-versioner.

Dell Client Command Suites integration med VMware Workspace ONE drevet af AirWatch, tillader nu kunder at administrere deres Dell
client hardware fra skyen vha. en enkelt Workspace ONE-konsol.
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Out-of-Band Systems Management- Intel vPro og Intel Standard
Manageability

Intel vPro og Intel Standard Manageability skal vaere konfigureret i Dell factory pd kebstidspunktet, da de IKKE er felt-ugraderbare. De
tilbyder out-of-band-styring og DASH-overensstemmelse.

Intel vPro

Fés med Intel Core i5 og i7 processorer og tilbyder det mest fuldstaendige saet out-of-band-styringsfunktioner inklusiv KVM, IPv6 support,
gracigs nedlukning og alle funktionerne fra tidligere versioner df vPro. Den bruger den seneste version af Intel's Active Management
Technology (AMT).

For at leere mere om vPro, besag Intels hjiemmeside pa https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/
vpro-platform-general.html.

En unik og ny Dell Remote Provisioning-funktion til Intel vPro aktiverer hurtigt vPro-kapaciteter pd PC, og reducerer vPro-
opsaetningstiden fra mé&neder til mindre end en time. Dell Remote Provisioning-funktion til Intel vPro er tilgaengelig som del af modulet: Dell
Command | Integration Suite til Systems Center

Intel Standard Manageability (ISM)

ISM-tilbyder et begraenset saet out-of-band-funktioner som fjernslukning og -taending, Serial-over-LAN redirect, Wake-on-LAN, etc.

For at lzere mere om Intel ISM besag Intels hiemmeside pé: https://software.intel.com/en-us/blogs/2009/03/27/what-is-standard-
manageability.

Trusted Platform Module

Trusted Platform Module (TPM) er en seerlig kryptoprocessor designet til at sikre hardwaren ved at integrere kryptografiknagler i enheder.
En software kan anvende et Trusted Platform Module til at verificere hardwareenheder. Eftersom hver TPM-chip er masrket med en unik
og hemmelig RSA-nagle under produktionen, kan den udfere platformsverificeringen.

@ BEMZERK: Trusted Platform Module (TPM) er en del af systemkortet. Ved udskiftning af systemkort skal krypteringen suspenderes i

OS og genaktiveres i det nye systemkorts BIOS, inden krypteringen genoptages.

Forsog pa at udskifte systemkortet uden forst at suspendere krypteringen vil medfere odelaeggelse af
styresystemet og kan resultere i et No-Boot-scenarie.

Fingeraftrykslaeser

Dette emne forklarer softwaren, som bruges i fingeraftrykslasseren

Portables Technology har en indbygget fingeraftrykslaeser placeret pa handfladestatten til hgjre for pegefeltet. Fingeraftrykslaeseren
er en mulighed, s ikke alle systemer har den. Inkluderet med styreprogrammet til fingeraftrykslaeseren er en softwarepakke fra Dell
ControlVault, der leverer funktionalitet til enheden. Dell leverer al support til softwaren, som til Latitude-systemerne.

Dell ControlVault-software

Software-pakken til fingeraftrykslaeseren er ControlVault fra Dell. Den giver den falgende funktionalitet til fingeraftrykslaeseren:

e Bruger fingeraftrykslaeseren til Windows-logon og godkendelse af systemstartadgangskoden
e Registrerer hjiemmesider og Windows-programmer til udskiftning af adgangskode

e Lancerer et yndlingsprogram med et fingerstrejf

e Opbevarer fortrolige oplysninger i en kodet mappe

For at f& denne funktionalitet skal en bruger farst tilmelde sig med fingeraftryk. En guide, der er nem at falge, viser brugeren igennem
tilmeldingsprocessen. Brugeren kan veelge at gemme fingeraftrykkene pé harddisken eller fingeraftrykslaeseren.

®| BEMZERK: En bruger ber tilmelde mere end ét fingeraftryk.
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USB-funktioner

Universal Serial Bus eller USB blev introduceret i 1996. Det forenklede markant forbindelsen mellem vaertscomputere og eksterne enheder
s8som muse, tastaturer, eksterne drivere og printere.

Tabel 22. USB-udvikling

Type Dataoverforselshastighed Kategori Introduktionsar
USB 2.0 480 Mbps High Speed (Hgj hastighed) | 2000
USB 3.0/USB 3.1Gen 1 | 5 Gbps SuperSpeed 2010
USB 3.1 Gen 2 10 Gbps SuperSpeed 2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

| mange ar har USB 2.0 veeret veletableret som de facto standardgreensefladen i pc-verdenen, med omkring 6 milliarder solgte enheder.
Nu er der et voksende behov for hgjere hastigheder samt sterre b&ndbredder som felge af den endnu hurtigere computerhardware. USB
3.0/USB 3.1 Gen 1 har endelig svaret pa kundernes krav med en teoretisk 10 gange hgjere hastighed end sin forgaenger. Summeret er USB
3.1 Gen 1-funktionerne som foelger:

Heajere overfarselshastigheder (op til 5 Gbps)

Foreget maksimal buseffekt og foreget forsyningsstrem, som bedrer opfylder de effekthungrende enheder
Nye stremstyringsfunktioner

Fuld duplex dataoverfersel og understatning af nye overferselstyper

USB 2.0 bagudkompatibilitet

Nye stik og kabler

Emnerne herunder deekker nogle af de mest almindeligt stillede spargsmal til USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

SUPERSPEED
_USB
sen

Hastighed

Aktuelt er der 3 hastighedstilstande defineret i de seneste USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-specifikationer. Disse er Super-Speed
(Superhastighed), Hi-Speed (Hgjhastighed) og Full-Speed (Fuld hastighed). Den nye SuperSpeed-funktion har en overferselshastighed pé
4,8 Gbps. Mens specifikationerne beholder Hi-Speed og Full-Speed USB-tilstandene, almindeligvis kendt som henholdsvis USB 2.0 og 1.1,
opererer de langsommere tilstande stadig ved henholdsvis 480 Mbps og 12 Mbps og beholdes for at sikre bagudkompatibilitet.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 far en meget hgjere ydeevne gennem de tekniske aendringer herunder:

En ekstra fysisk bus der er tilfgjet parallelt med den eksisterende USB 2.0-bus (se billedet herunder).
USB 2.0 havde tidligere fire ledninger (strem, jord og et par til differential-data). USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 tilfgjer fire mere, til to par til
differential-signaler (modtage og sende), dermed sammenlagt otte tilslutninger i stikkene og kabelfaringen.

e USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 anvender en bidirektionel graenseflade, i modsastning til USB 2.0's halv-duplex. Dette giver en 10-dobling af
den teoretiske b&ndbredde.
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Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Med dagens konstant stigende krav om dataoverfersel til high definition videoindhold, terabyte lagerenheder, digitalkameraer med hgje
mega-pixels osv.vil USB 2.0 ikke vaere hurtig nok. Ydermere vil USB 2.0-forbindelser aldrig komme taet pa den teoretisk maksimale
overfarselshastighed pa 480 Mbps, der giver dataoverfarsel p& omkring 320 Mbps (40 MB/s) — det nuvaerende reelle maksimum. Til
sammenligning vil USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-forbindelser aldrig opna 4,8 Gbps. Vi vil sandsynligvis se en reel maksimumshastighed pa 400
MB/s med overheads. Med denne hastighed er USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 en 10 ganges forbedring af USB 2.0.

Programmer

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 &bner mulighederne, og leverer mere frihgjde til, at enheder kan levere bedre oplevelser. Hvor USB-video tidligere
kun lige kunne lade sig gere (b&de ud fra den maksimale oplasning, forsinkelse og videokomprimering), er det nemt at forestille sig,

at med en 5-10 gange mere tilgaengelig bdndbredde, vil videooplasninger fungere meget bedre. Single-link DVI krasver nassten 2 Gbps
overfarselshastighed. Hvor 480 Mbps var graensen, vil 5 Gbps vaere mere end lovende. Med dens hastighed pé 4,8 Gbps vil standarden
finde vej til produkter, der tidligere ikke var USB-egnede, som eksempelvis RAID-lagersystemer.

Herunder er oplistet nogle tilgeengelige SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-produkter:

e USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-harddiske til ekstern pc

e Baerbare USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-harddiske

e Dockingstationer og adaptere til USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-drev
e USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 flash-drev og leesere

e USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 solid state-drev

e USB 3.0/USB 3.1 Gen 1RAIDs

e (Optiske mediedrev

e Multimedieenheder

e Netvaerk

[ ]

Adapterkort og hubs til USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Kompatibilitet

Den gode nyhed er, at USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 er omhyggeligt planlagt til, fra starten, at kunne sameksistere fredeligt med USB 2.0. Da
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specificerer nye fysiske tilslutninger, kraever det séledes nye kabler, der kan klare de hgjere hastigheder i den
nye protokol. Selve stikket er det samme rektangulaere stik med fire USB 2.0 kontakter, pa eksakt samme placering som fer. Fem nye
tilslutninger der kan baere modtage- og senderetning og transmittere data uafhaengigt er til stede i USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-kabler, og Vil
kun komme i kontakt, nar de tilsluttes en korrekt SuperSpeed USB-tilslutning.

USB Powershare

USB PowerShare er en funktion, som tillader eksterne USB-enheder (dvs. mobiltelefoner, baerbare musikafspillere etc.) at oplade vha. det
basrbare systems batteri.
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I

Kun USB-stikket med et SS+USB+Batteri--> "~ -ikon kan anvendes.

Denne funktionalitet er aktiveret i systemopsaetningen under On Board Devices-overskriften. Du kan ogsé vaelge, hvor meget
af batteriets opladning kan bruges (se i billedet nedenfor). Hvis du indstiller USB PowerShare til 25 %, er det muligt at oplade
den eksterne enhed, indtil batteriet ndr 25 % af fuld kapacitet (dvs. 75 % af den baerbares batteriopladning er brugt op).

5 USB PowerShare
Settings
+ System Board Enable USE PowerShare
- On Board Devices
Integrated NIC © 0% © 50%
Parallel Port
Serial Port ©3% ©@75%
SATA Operation
On Board Devices Srle
Keyboard lllumination @ 25%
SB PowerShare]
+— Yideo
+— Security
5 Performance This option configures the USB PowerShart
+ Power Management : e
% Post Behavior This feature is intended to allow users to ch

USB type-C

USB type-C er et nyt og meget lille fysisk stik. Stikket selv kan understatte forskellige spaendende nye USB-standarder som USB 3.1 og
forsyning af USB-strem (USB PD).

Alternativ tilstand

USB Type-C er en ny stikstandard, der er meget lille. Det drejer sig om en tredjedel af starrelsen pa et gammelt USB Type-A stik.
Dette er en enkeltstikstandard, som alle enheder ber kunne anvende. USB Type C-porte kan understatte adskillige protokoller ved brug
af "tilstandsskift", hvilket ger det muligt for dig at have adaptere med HDMI-, VGA- og DisplayPort-udgange eller med andre typer
forbindelser fra denne ene USB-port.

USB med stremforsyning

USB PD-specifikationen er ogsa teet forbundet med USB type-C. | gjeblikket anvender smartphones, tablets og andre mobilenheder ofte
en USB-forbindelse, nér de skal lades op. En USB 2.0-forbindelse giver op til 2,5 W strem — nok til at oplade din telefon, men s& heller
ikke mere. En baerbar pc kan eksempelvis kraeve op til 60 W. USB med stramforsyning (USB Power Delivery)-specifikationen booster
stremforsyningen til 100 W. Den er tovejs, s& en enhed kan bade sende og modtage stream. Stremmen kan desuden sendes samtidig med,
at enheden sender data via forbindelsen.

Dette kan betyde et farvel til alle de mange producentspecifikke opladningskabler til baerbare pc'er — til fordel for en standard-USB-
forbindelse, der kan oplade alting. Du vil kunne oplade din baerbare pc vha. et af de baerbare batterier, du oplader dine smartphones og
andre baerbare enheder med i dag. Du vil kunne slutte din baerbare pc til en ekstern skeerm, der tilsluttet via et stremkabel, hvorefter den
eksterne skaerm kan oplade din baerbare pc og samtidig fungere som ekstern skaerm — alt sammen via ét lille USB type-C-stik. For at
kunne gere dette skal b&de enheden og kablet understatte USB-stremforsyning. Blot fordi enhederne har en USB type-C-stik, betyder det
ikke nadvendigvis, at de ger dette.

USB Type-C og USB 3.1

USB 3.1 er en ny USB-standard. USB 3's bandbredde er 5 Gbps, mens den for USB 3.1 er 10 Gbps. Det er dobbelt s& meget bandbredde
og lige s& hurtigt som et Thunderbolt-stik fra ferste generation. USB type-C er ikke det samme som USB 3.1. USB type-C er blot en
stikform, og den underliggende teknologi kan sagtens vaere blot USB 2 eller USB 3.0. Faktisk anvender Nokias N1 Android-tablet et USB
type-C-stik, men indeni er det hele USB 2.0 — ikke engang USB 3.0. Teknologierne er dog naert besleegtede.
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Ethernet

Intel 1I219LM Jacksonville WGI219LM-familien af Gigabit Ethernet-controllers leverer kompakt, indbygget fysisk lag-enheder med enkelt
port, der tilslutter til Intel Skylake-chipsaet.

Intel WGI219LM er et LAN-produkt til vicksomheder med understattelse af Intel vPro-teknologi, Intel AMT2, Energy Efficient Ethernet
(802.3az), Intel SIPP og Server OS-understattelse.

Produktfunktioner

Generelt

10 BASE-T IEEE 802.3 specifikation overensstemmelse
100 BASE-TX IEEE 802.3 specifikation overensstemmelse
1000 BASE-T IEEE 802.3 specifikation overensstemmelse
Energy Efficient Ethernet (EEE)

|IEEE 802.3az support [Low Power Idle (LPI) mode]

|IEEE 802.3u overensstemmelse automatisk forhandling
Understatter beerer-videreudvikling (half dupleks)
Loopback-tilstande til diagnostik

Avanceret digital grundlinje wander rettelse

Automatisk MDI/MDIX-overgang ved alle driftshastigheder
Automatisk polaritetsrettelse
MDC/MDIO-administrationsgraenseflade

Fleksible filtre i PHY til at reducere indbygget LAN-controller-styrke
Smart hastighed til automatisk hastighedsreducering pa fejlagtige kabelanlaeg
PMA loopback-kapacitet (intet ekko annullér)
802.1as/1588 overensstemmelse

Stremoptimeringssupport

Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Netveerksproxy/ARP Offload support

Op til 32 programmerbare filtre

Ingen support til Gb/s half-dupleks funktion

Sikkerhed og administrationsvenlighed

e Intel vPro support med passende Intel-chipsaet-komponenter

Ydeevne

Jumbo-rammer (op til 9 Kb)
802.1Q & 802.1p

Receive Side Scaling (RSS)
To keer (Tx & Rx)

Strom

Ultra lav strem ved kabelfrakobling (<1 mW) aktiverer platformsupport for tilsluttet standby
Reduceret stremforbrug under normal drift og strem-nedetid

Integreret Intel Auto Connect Battery Saver (ACBS)

Single-pin LAN deaktivér for nemmere BIOS-implementering

Fuldt integreret Switching Voltage Regulator (ISVR)

Low Power LinkUp (LPLU)
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MAC/PHY -sammenkobling

e PCle-baseret graenseflade til drift med aktiv tilstand (SO-tilstand)
e SMBus-baseret graenseflade for host og administrationstrafik (Sx-tilstand med lav strem)

Pakke/Design

48-pin pakke, 6x6mm med en 0,4 mm lead pitch og en Exposed Pad til jording

Tre konfigurerbare LED-output

Integreret MDI-greenseflade afslutning modstandselement til at reducere BOM-omkostninger
Reduceret BOM-omkostning ved at dele SPI flash med PCH

Intel® Ethernet Connection 1219 (Jacksonville)

Updated Design 2015/2016
* Microsoft enhancements Intel Platforms
— Full wake-up packet capture, up-to 32
programmable filters
* Footprint compatible with 1217/1218 (Clarkville) Skylake
* Two SKUs:

= Intel® Ethernet Connection |2 19LM (Corporate SKU)
= Intel® Ethernet Connection |219Y (Consumer SKU)

Leading Power Management Skylake PCH
* Connected Standby support
JP with typical ~4 W @ Gigabit
nergy Efficient Ethernet (EEE)
n Cable Disconnect'

Advanced Manageability and Security
¢ Intel® vPro™ Processor Technology (LM SKU only)
* |ntel® Smart Connect Technology

HDMI 2.0

Dette emne forklarer HDMI 2.0, dets funktioner sammen med dets fordele.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en industriunderstottet, ukomprimeret, helt digitalt audio/video-greenseflade. HDMI er et
interface mellem en hver kompatibel audio/video-kilde, s& som set-top-box, DVD-afspiller eller A/V-modtagere og en kompatibel digital
audio og/eller videomonitor, s& som et digitalt TV (DTV). Den tilteenkte anvendelse af HDMI-tv'er og DVD-afspillere. De primaere fordele er
kabelreduktion og indholdsbeskyttelse. HDMI understatter standard, udvidet, eller high definition video, plus flerkanals digital audio over et
enkelt kabel.

HDMI 2.0-funktioner

e HDMI Ethernet Channel (HDMI Ethernet-kanal) — Tilfgjer hgjhastighedsnetveerk til en HDMI-link, hvilket giver brugeren fuld
udnyttelse af deres IP-aktiverede enheder uden et separat Ethernet-kabel.

e Audio Return Channel (Audio-returkanal) — Gor det muligt for et HDMI-tilsluttet TV, med indbygget tuner, at sende audio-data
"opstrems" til et surround audio-system, og derved eliminere behovet for et separat audio-kabel.
3D - Definerer input/output-protokoller for de fleste 3D-videoformater, og baner séledes vejen for 3D-spil og 3D-hjemmeteater.
Content Type (Indholdstype) — Realtids signalering af indholdstyper mellem skaerm og kildeenheder, ger det muligt for et TV at
optimere billedindstillingerne baseret pé indhold.

e Additional Color Spaces (Ekstra farveplads) — understatter de ekstra farvemodeller, der bruges i digital fotografering og
computergrafik.

e 4K Support (4 K-understoattelse) — Muligger videooplasninger langt ud over 1080p og understotter dermed naeste generation af
skeerme, som vil konkurrere med de digitale biografsystemer, der anvendes i kommercielle biografer.
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e HDMI Micro Connector (HDMI Micro-stik) - Et nyt mindre stik til telefoner og andre baerbare enheder der understatter
videooplasninger pa op til 1080p.

e Automotive Connection System (Auto-tilslutningssystem) — Nye kabler og stik til bilvideosystemer, designet til at imadekomme
de unikke krav til at monitorere omgivelserne, samtidigt med at levere sand HD-kvalitet.

Fordele ved HDM|

Kvalitet — HDMI overferer ukomprimeret digital audio og video med den allerfineste krystalklare billedkvalitet.

e Bilig — HDMI giver kvalitet og funktionalitet i et digitalt interface, mens det ogsa understatter ukomprimerede videoformater pa en
enkel og kosteffektiv made.
Audio — HDMI understatter flere audio-formater, fra standard stereo til flerkanals surround sound.
HDMI kombinerer video og flerkanals audio i et enkelt kabel, og eliminerer derved omkostninger, kompleksitet og forvirring ved at have
flere kabler, som der for nuveerende bruges til A/V-systemer.

e HDMI understatter kommunikation mellem videokilder (s& som DVD-afspiller) og det digitale TV, og derved muligger nye
funktionaliteter.
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Sadan fjernes og installeres komponenter

Dette afsnit indeholder detaljer omkring, hvordan du fijerner eller installerer komponenterne i din computer.
Emner:
¢ Sikkerhedsinstruktioner

e Anbefalet veaerktgj
¢ Beraringspen

e SIM-kort

¢ Hukommelseskort
e Handtag

. Las dare

. Batteri

. Sekundaer SSD-baerer
. Primaer SSD-beholder

e SSD

e HDD-beerer

. Nederste kabinetdaeksel
e Tastatur

. WWAN-kort

¢ WLAN-kort

*  GPS (Global Positioning System)
. Hukommelsesmoduler

. Montcellebatteri

¢ PCle-kelelegeme blaesermodul

e Primaer SSD-skinne

*  Docking-portmodul

e Kalelegememodul

*  Bagerste Input-Output-kort

e Heengseldaesksler

*  Skaermmodul

e LCD-ramme og bagdaekselmodul
. Mikrofon

. Kamera

*  Batteribas

e Venstre I/0-kort

¢ Chipkort

e ExpressCard-laeser

¢ Hojttaler

e Systemkort

e Nederste bundmodul

Sikkerhedsinstruktioner

Falg sikkerhedsinstruktionerne med henblik p& din egen sikkerhed og for at beskytte computeren og arbejdsmiliget mod mulige skader.
Hvis intet andet er angivet bygger hver fremgangsmade i dette dokument pé felgende forudsaetninger:

e Du har laest sikkerhedsoplysningerne, som fulgte med computeren.
e En komponent kan genmonteres eller, hvis kabt separat, monteres ved at udfere fiernelsesproceduren i omvendt rackkefalge.
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A ADVARSEL: For du arbejder med computerens indvendige dele, skal du laese de sikkerhedsinstruktioner, der fulgte
med computeren. Du kan finde yderligere information om bedste praksis vedr. sikkerhed pa hjemmesiden om
overensstemmelse med bestemmelser og regulativer.

Mange reparationer kan kun udferes af en certificeret servicetekniker. Du ber kun udfere fejlfinding
og enkle reparationer, hvis de er godkendt i produktdokumentationen eller som er anvist af vores online- eller
telefonbaserede service- og supportteam. Skade pa grund af servicering, som ikke er godkendt af Dell, er ikke daekket af
garantien. Laes og felg sikkerhedsinstruktionerne, der blev leveret sammen med produktet.

For at undga elektrostatisk afladning ber du jorde dig selv ved hjalp af en jordingsrem eller ved jaevnligt at
rore ved en umalet metaloverflade og samtidig rere ved et stik pa computerens bagside.

Komponenter og kort skal behandles forsigtigt. Ror ikke ved kortenes komponenter eller kontaktomrader.
Hold et kort i kanterne eller i dets metalmonteringsbeslag. Hold en komponent som f.eks. en processor ved dens kanter
og ikke ved dens ben.

Nar du frakobler et kabel, skal du tage fat i dets stik eller dets traekflig og ikke i selve kablet. Nogle kabler
har stik med lasetappe. Hvis du frakobler et sadant kabel, ber du trykke pa lasetappene, for du frakobler kablet. Nar du
traekker stik fra hinanden, skal du sikre at de flugter for at undga at bgje stikkets ben. Du bor ogsa sikre dig, at begge
stik sidder rigtigt og flugter med hinanden, inden du saetter et kabel i.

BEMZERK: Alle stramkilder frakobles, inden computerens daeksel eller paneler &bnes. Nar du er faerdig med at arbejde med
computerens indre dele, skal du genmontere alle daeksler, paneler og skruer, inden der tilsluttes til en stremkilde.

®

Veer forsigtig, nar du handterer lithium-ion-batterier i baerbare pc'er. Opsvulmede batterier ma ikke
anvendes og skal udskiftes og bortskaffes korrekt.

®| BEMZERK: Computerens og visse komponenters farve kan afvige fra, hvad der vist i dette dokument.

For du udferer arbejde pa computerens indvendige dele

Serg for, at arbejdsoverfladen er jaevn og ren for at forhindre, at computerdaekslet bliver ridset.
Sluk for computeren.
Hvis computeren er tilsluttet en dockingenhed (tildocket), skal du tage den ud af dockingenheden.

N N

Kobl alle netveerkskabler fra computeren (hvis de findes).

Hvis din computer har en RJ45-port, skal du afbryde netvaerkskablet ved forst at tage kablet ud af
computeren.

5. Tag stikkene til computeren og alle tilsluttede enheder ud af stikkontakterne.
6. Abn displayet.
7. Tryk og hold pa teend/sluk-knappen i nogle f& sekunder for at jorde systemkortet.

For at beskytte mod elektrisk stod skal du afbryde computeren fra stikkontakten pa vaeggen, for trin nr.
8 udfores.

For at undga elektrostatisk afladning ber du jorde dig selv ved hjzlp af et antistatisk armband eller ved
jeevnligt at rore ved en umalet metaloverflade, samtidig med at du rorer et stik pa computerens bagside.

8. Fjern alle installerede ExpressCards eller chipkort fra deres stik.

Sikkerhedsforholdsregler

Falg sikkerhedsforholdsreglerne beskrevet i de falgende afsnit, ndr du foretager en installation eller en afmonterings-/
genmonteringsprocedure:

Sluk for systemet og alle tilknyttede perifere enheder.

Frakobl systemet og alle tilknyttede perifere enheder fra vekselstram, og fijern sé batteriet.

Frakobl alle netveerkskabler, telefon eller telekommunikationslinjer fra systemet.

Brug en héndledsrem og matte ved arbejde inde i computersystemet for at undgé skader pga. elektrostatisk afladning (ESD).
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e Efter at have fjernet en systemkomponent, placér omhyggeligt den fiernede komponent pé en anti-statisk métte.
e Baer sko med ikke-ledende gummiséler til at hjaelpe med at reducere risikoen for at fa sted eller blive kvasstet i en elektricitetsulykke.

Standby-strem

Dell-produkter med standby-strem skal vaere fuldstaendigt frakoblet, for sagen &bnes. Systemer der inkorporerer standby-strem er faktisk
stramfarte, nér de er slukket. Den interne strom saetter systemet i stand til at blive teendt pé afstand (vagner ved LAN), suspenderet i en
dvaletilstand og har andre avancerede stremadministreringsfunktioner.

Efter du frakobler systemet, og fer du fierner komponenter, skal du vente omkring 30 til 45 sekunder, far afladningen draenes fra
kredslobene.

Tilknytning

Tilknytning er en metode til at forbinde to eller flere jordingsledere til den samme elektriske styrke. Dette gares ved brug af et feltservice
ESD kit. Nar en tilknytningsledning forbindes, skal man altid sikre sig, at den er forbundet til metal og aldrig til en malet eller umalet
overflade. Handledsremmen ber veere sikret og i fuld kontakt med din hud, og du skal altid fjerne alle smykker, s& som ure, armbéand eller
ringe, for du tilknytter dig selv eller udstyret.

Figur 7. Ordentlig tilknytning

Elektrostatisk afladningsbeskyttelse

ESD er til stor bekymring, nér du h&ndterer elektroniske komponenter, isaer felsomme komponenter som ekspansionskort, processorer,
hukommelses-DIMM'er og systemkort. Meget smé afladninger kan beskadige kredsleb p4 méder, som méske ikke er indlysende, sdsom
intermitterende problemer eller kortere levetid. | kraft med, at industrien réber p8 lavere stramkrav og aget teethed, er ESD-beskyttelse af
stigende bekymring.

Pa grund af den egede taethed i de halvledere, der anvendes i nyere Dell-produkter, er felsomheden over for statisk skade nu hgjere end i
tidligere Dell-produkter. Af denne grund gaelder nogle tidligere godkendte metoder til hdndtering af dele ikke laengere.

To kendte ESD-skadetyper: Katastrofiske og intermitterende fejl.

e Katastrofisk —Skaden medfarer gjeblikkeligt og fuldstaendigt tab af enhedens funktionalitet. Et eksempel pa nedbrud er en
hukommelses-DIMM, der har faet et statisk chok og straks genererer et "Ingen POST/Ingen Video"-symptom med en bipkode,
der udsendes for manglende eller ikke-funktionel hukommelse.

@l BEMZERK: Katastrofiske fejl udger ca. 20 procent af ESD-relaterede fejl.

e Intermitterende —DIMM'en f&r et statisk chok, men sporing er kun svaekket og frembringer ikke umiddelbart ydre symptomer
relateret til skaden. Det kan tage det svaekkede spor uger eller méneder at smelte, og i mellemtiden kan det forarsage en nedbrydning
af hukommelsesintegritet, intermitterende hukommelsesfejl osv.

BEMZRK: Intermitterende fejl udger ca. 80 procent af ESD-relaterede fejl. Den hgje procent af intermitterende fejl betyder, at

skader det meste af tiden ikke umiddelbart kan genkendes.

Intermitterende fejl (ogsé kaldet latent eller "walking wounded") er den fejltype, der er vanskeligst at genkende og fejlifinde. Det felgende
billede viser et eksempel pé intermitterende skade p& et DIMM-hukommelsesspor. Selvom skaden er sket, bliver symptomerne muligvis
ikke et problem eller for8rsager permanente fejlsymptomer i noget tid efter skaden opstér.
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6,000% > 25,000%

Figur 8. Intermitterede (latent) skade pa et ledningsspor

Udfer felgende for at forhindre ESD-skade:
e Brug en kablet ESD-h&ndledsrem, der er korrekt jordet.
Brugen af trédlese antistatiske remme er ikke laengere tilladt. De giver ikke tilstraskkelig beskyttelse.

Det giver ikke tilstraekkelig ESD-beskyttelse af dele med aget falsomhed over for ESD-skade, at du rarer ved chassis, inden du
héndterer delene.

Figur 9. Chassis jordforbindelse til "Blottet metal” (uacceptabelt)

Handter alle statisk falsomme komponenter i et statisk sikkert omrade. Brug antistatisk gulv- og bordbelasgning, hvor det er muligt.
Tag fat i siderne pa de statisk-felsomme komponenter, nar de handteres, ikke i toppen. Undgé at rare ved stikben og kredslgbskort.
Né&r du pakker en statisk felsom komponent ud af emballagen, skal du ikke fierne komponenten fra det antistatiske emballagemateriale,
for du er klar til at installere komponenten. Serg for at aflade statisk elektricitet fra din krop, inden du &bner det antistatiske
emballagemateriale.

e Placer en statisk folsom komponent i en antistatisk beholder eller antistatisk emballage, inden du flytter den.

ESD-feltservicekit

Det uovervagede feltservicekit er det mest aimindelige. Hvert feltservicekit inkluderer tre hovedkomponenter: Anti-statisk métte,
handledsrem og tilknytningsledning.
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Figur 10. ESD-feltservicekit

Den anti-statiske métte er dissipativ og ber anvendes til sikkert at placere dele under serviceprocedurer. Nar en anti-statisk méatte
anvendes, skal din h&ndledsrem veere taetsiddende og tilknytningsledningen skal vaere forbundet til matten og til blottet metal pé systemet,
som der arbejdes pa. Nar de udrulles ordentligt, kan servicedele fiernes fra ESD-posen og placeres direkte pd matten. Husk, at det eneste
sikre sted for ESD-falsomme genstande er i din hand, p& ESD-matten, i systemet eller inde i en pose.

Figur 11. Anti-statisk matte

Handledsremmen og tilknytningsledningen kan enten forbindes direkte mellem dit hdndled og det blottede metal pa hardwaren, hvis
ESD-maétten er ikke pakraevet, eller forbundet til den anti-statiske matte for at beskytte hardware, der er midlertidigt placeret pad méatten.
Den fysiske forbindelse mellem handledsremmen og tilknytningsledningen mellem din hud, ESD-métten og hardwaren, er kendt som
tilknytning. Brug kun feltservicekits med en handledsrem, matte og tilknytningsledning. Brug aldrig tradlgse handledsremme.

Veer altid opmaerksom p4, at de indvendige ledninger i en h&ndledsrem er udsat for normal slid og skal tjekkes regelmaessigt med en
handledstester for at undgd ESD-hardware-skade. Det anbefales at teste hdndledsremmen og tilknytningsledningen minimum en gang om
ugen.
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Tabel 23. Handledsremme

Handledsrem og tilknytningsledning Tradles ESD-rem (uacceptabel)

ESD-handledsremtester

Ledningerne inden i en ESD-rem bliver beskadigede over tid. Nar et uovervaget kit anvendes, er det bedste praksis at teste remmen
regelmaessigt fer eftersyn og mindst en gang om ugen. En handledsremtester er den bedste metode til at udfere denne test. Hvis du
ikke har din egen handledsrem-tester, kan du tjekke pa dit lokale kontor for at se, om de har en. For at udfare testen skal du koble
handledsremmens tilknytningsrem til testeren, mens den er fastgjort til dit handled. Tryk pé knappen for at teste. En gren LED-lampe er
teendt, hvis testen er udfert; en red LED-lampe er taendt og en alarm lyder, hvis testen mislykkedes.

Figur 12. Handledsrem-tester

Isoleringselementer

Det er afgerende at holde ESD-falsomme enheder, s& som plastikhylstere til kalelegemer, vaek fra indvendige dele, som er isolerende og
ofte hgjt opladet.
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Tabel 24. Placering af isolatorelementer

Uacceptabel — DIMM pa en isolatordel (plastiksveb Acceptabel — DIMM adskilt fra isolatordelen
kolelegeme)

s

Overvej arbejdsmiljoet

Far udrulning af ESD-feltservicekit, skal situationen vurderes pd kundens placering. For eksempel er udrulning af kittet til et servermiljo
anderledes end for et desktop- eller baerbart milja. Servere er typisk installeret i et stativ inde i et datacenter; desktops eller baerbare er
typisk placeret pd kontorskriveborde eller base.

Kig altid efter et stort &bent arbejdsomrade, der er uden rod og stort nok til at udrulle ESD-kittet med yderligere plads til at huse den
systemtype, som repareres. Arbejdspladsen bar ogsé vaere fri for isolatorer, der kan forarsage en ESD-haendelse. Pa arbejdsomradet ber
isolatorer som Styrofoam og andet plastik altid flyttes mindst 12 tommer eller 30 centimeter vaek fra falsomme dele fer fysisk handtering
af hardware-komponenter.

ESD-emballage

Alle ESD-felsomme enheder skal afsendes og modtages i statisk sikker emballage. Statisk afskeermede metalposer foretraekkes. Dog baer
du altid returnere den beskadigede del vha. den samme ESD-pose og emballage, som den nye del ankom i. ESD-posen ber foldes over og
lukkes med tape, og al det samme skummateriale ber bruges i den originale boks, som den nye del ankom i.

ESD-felsomme enheder bar kun fijernes fra emballagen ved en ESD-beskyttet arbejdsflade, og dele bar aldrig placeres oven p& ESD-posen,
da kun posens inderside er beskyttet. Placér altid dele i din h&dnd, p& ESD-matten, i systemet eller inden i en anti-statisk pose.
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Figur 13. ESD-emballage

Transportering af felsomme komponenter

Under transport af ESD-falsomme komponenter s& som reservedele eller dele, der skal returneres til Dell, er det afgerende at placere disse
dele i anti-statiske poser for sikker transport.

Resumé ESD-beskyttelse

Det anbefales, at alle feltserviceingenigrer altid benytter den traditionelle tilsluttede ESD-handledsrem til jordforbindelse og beskyttende
anti-statiske matte under eftersyn af Dell-produkter. Derudover er det afgerende, at ingenigrer opbevarer felsomme dele adskilt fra alle
isolatordele under eftersyn, og at de benytter anti-statiske poser til transportering af felsomme komponenter.

Lofteudstyr

@l BEMZERK: Loft ikke mere end 22,73 kg (50 pund). Fa altid hjzelp fra en anden person eller personer, eller brug mekanisk lafteudstyr.

Overhold de felgende retningslinjer ved laft af udstyr:

Serg for at have et ordentligt fodfaeste. Hav lidt afstand mellem dine fedder for et stabilt grundlag, og peg dine taeer udad.

Baj i kneeene. Bgj ikke i taljen.

Stram mavemusklerne. Mavemuskler understetter din rygrad, ndr du lefter, og udligner lasten.

Laft med dine ben, ikke med ryggen.

Hold lasten teet pa. Jo teettere den er pa din rygrad, desto mindre tynger den ned pé din ryg.

Hold din ryg oprejst, uanset om du lafter eller saetter lasten ned. Tilfgj ikke din kropsvaegt til lasten. Undgé at dreje din krop og ryg.
Folg de samme teknikker bagleens for at saette lasten ned.

NO oSN
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Efter du har udfert arbejde pa computerens indvendige dele

Nar du har udfert udskiftningsprocedurer, skal du sgrge for at tilslutte eksterne enheder, kort og kabler, far du taender computeren.

For at undga beskadigelse af computeren, ma du kun bruge det batteri, der er beregnet til denne specifikke
Dell-computer. Brug ikke batterier, som er beregnet til andre Dell-computere.

Tilslut alle eksterne enheder s& som en portreplikator eller mediebase og genmonter alle kort, fx ExpressCard.
Tilslut telefon- eller netvaerkskabler til computeren.

For at tilslutte et netvaerkskabel skal du ferst saette det i netvaerksenheden og derefter satte det i
computeren.

Tilslut computeren og alle tilsluttede enheder til deres stikkontakter.
Teend computeren

Anbefalet vaerktoj

Procedurerne i dette dokument kreever folgende vaerkto:

Phillips #0 stjerneskruetraekker
Phillips #1 stjerneskruetraskker
Plastikpen

5,5 mm socketnagle

En pincet

®| BEMZERK: #0 skruetreekker er for skruer 0-10g #1 skruetraekker er for skruer 2-4.

Beroringspen

Sadan fjernes bereringspennen

1.

Tryk pé lasen [1] og &ben den hgjre 1/0-lage [2].
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2. Tag bergringspennen ud af slottet.

Sdadan installeres beroringspennen

1. Indseet bergringspennen i slottet.
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2. Luk I/0-l&gen [1] og tryk pa l&gen indtil den laser [2].

SIM-kort

Sadan fjernes SIM-kortet

1. Fjern SIM-kortet fra slottet pd bundkortet.
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2. Luk den hgjre I/0-lage.
3. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde pd computerens indvendige dele.

Sadan installeres SIM-kortet

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde pa computerens indvendige dele.
2. Aben den hajre 1/0-lage.
3. Indszet SIM-kortet i slottet pa bundkortet.
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Hukommelseskort

Sadan installeres hukommelseskortet

1. Aben den hajre 1/0-lage.
2. Indseet hukommelseskortet i slottet pa systemkortet.

Sadan fjernes hukommelseskortet

1. Fjern hukommelseskortet fra slottet pa systemkortet.
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2. Luk den hgjre I/0-lage.

Handtag

Sadan fjernes handtaget

1. Falg proceduren i For du udferer arbejde pd computerens indvendige dele.

2. A FORSIGTIG: Folgende steder med epoxyskruer kraever ekstra opmaerksomhed. Disse skruer er svaere at fjerne, og de
kan blive beskadigede under fjernelsen. For at undga at beskadige skruerne og plasticomrader omkring dem skal du
bruge den korrekte skruetraekker til hver skruetype .

Fjern de to epoxyskruer (M3,5x7) [1], der fastger hdndtaget til computeren.
3. Adskil hdndtaget fra computeren [2].
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Sadan monteres handtaget

1. Monter h&ndtaget pd computeren [1].
2. Stram de to epoxyskruer (M3,5x7) [2], der fastger handtaget til computeren.

3. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& computerens indvendige dele.
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Las dore

Sadan fjernes lasedorene

1. Felg proceduren i Far du udferer arbejde pd computerens indvendige dele.

2. Abn 1/0-der.
3. Fjern skruerne [1] der fastger derhasngslerne til computeren, og laft I/O-deren [2] vaek fra computeren.

Installering af lasedoerene

1. Installér deren p& computeren [1].
2. Installér skruerne, der fastger derhaengslerne pa computeren [2].
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3. Lés|/O-der.
4. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& computerens indvendige dele.

@l BEMZERK: Afhzengigt af dens placering kan hver der have én, to eller tre skruer.

Batteri

Fjernelse af batteriet

1. @l BEMZERK: Denne laptop kan anvende to , begge batterier folger den samme installations- og fjernelsesprocedure.

Felg proceduren i Far du udferer arbejde p& computerens indvendige dele.
2. Lés op for batteriet [1], og skub l&sen langs rillen for at deaktivere lasemekanismen.
3. Lirk p& indhakket [2], og skub batteriet frem [3] for at fierne det fra computeren.

Q
£

)
@Q‘ﬂ g

@ -

Sadan installeres batterierne

1. Skub batteriet ind i batterib&sen for at tilpasse batterikontakterne[1], med en pad computeren.
2. Tryk pa kanten af batteriet [2] for at aktivere l&semekanismen, og I&s batteriet [3].
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3. Folg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& computerens indvendige dele.

@l BEMZRK: Denne laptop kan anvende to , begge batterier felger den samme installations- og fiernelsesprocedure.

Sekundaer SSD-baerer

Sadan fjernes den sekundaere SSD-beholder

Falg proceduren i Far du udferer arbejde pad computerens indvendige dele.
Aben den hajre 1/0-lage.

Friger SSD-beholderen ved at skubbe den blé harddisklds mod venstre [1].
Treek SSD-beholderen ud af systemet ved hjeelp af den blé tap [2].

NN
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Sadan installeres den sekundaere SSD-beholder

1. Skub den sekundaere SSD-beholder [1] ind i slottet p& computeren.
2. Tryk beholderen ind i slottet, indtil den bla tap klikker og laser den hgjre I/0-lage [2].

3. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde pd computerens indvendige dele.

Primaer SSD-beholder

Sadan fjernes den primaere SSD-beholder

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p& computerens indvendige dele.
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Forsog pa at udtage den primaere SSD-beholder fra en computer i drift kan forarsage nedbrud af
operativsystemet og potentielt tab af data.

2. Fjern batterierne.
3. Friger SSD-beholderen ved at skubbe den blé harddisklds [1] mod hgjre.
4. Skub SSD-beholderen ud af computeren ved hjeelp af den bla tap [2].

b

Sadan installeres den primaere SSD-beholder

1. Indseet den primaere SSD-beholder [1] i computeren.
2. Tryk beholderen ind i slottet, indtil den bla tap klikker og l&ser den hgjre I/0-lage [2].

D> 2
S C‘

3. Installer: Batterierne

4. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& computerens indvendige dele.
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SSD

Sadan fjernes SSD fra beholderen

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.
2. Fjern:

a. Batterierne.
b. SSD(Primeer eller Sekundeer).

3. Fjern de to 'M2*5' skruer [1] og vend SSD-beholderen [2] om.
4. Fjern den ene 'M2*5’ skrue [3] og skil daekslet fra SSD-beholderen [4].

B. Adskil SSD’en og mellemlaegget [1] fra SSD-beholderbakken.
6. Vend modulet om [2], og frakobl SSD fra mellemlaegget [3].

Sadan Installeres SSD’en i beholderen

1. Tilslut SSD'en til mellemlsegget [1], vend den om [2].
2. Installer SSD'en med mellemlasgget pd SSD-beholderbakken, der er formonteret med et nyt termisk underlag [3].

=

3. Monter deekslet [1] p4 SSD-beholderen, og monter den ene 'M2*5'-skrue [2].
4. Vend SSD-beholderen om [3] og stram de to 'M2*5'-skruer [4] fastger daekslet til SSD-beholderen.
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5. Installer:

a. SSD(Primeer eller Sekundeer).
b. Batterierne

6. Folg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& computerens indvendige dele.

HDD-baerer

Sadan fjernes harddiskbaereren

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.
2. Fjern batterierne.
3. Tryk pa den bld 18s [1], og treek HDD-baereren ud af systemets slot [2]

4. @ BEMZERK: Afhaengigt af den bestilte konfiguration kan systemet have en harddisk eller et SSD i baereren. Proceduren for
installation og fiernelse er den samme.

Fjern de seks skruer [1], og laft daekslet af baererens top [2].
B. Fjern den ene skrue [3], og traek SSD ud af beereren [4].
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Sadan monteres harddiskbareren

1. Skub SSD i beereren [1], og fastger det med en enkelt skrue [2].
2. Fastger deekslet pé baereren [3], og stram de seks skruer [4].

3. Skub HDD-baereren ind i slottet [1], og luk I/O-deren [2]
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Nederste kabinetdaksel

Sadan fjernes det nederste kabinetdaeksel

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.
2. Fjern:

a. Batterierne.
3. Las op [1] og 8ben den venstre, hgjre og bageste I/0-lage [2].

4. Fjern de 19 'M2.5*5’ skruer pa det nederste kabinetdaeksel [1], to 'M2.5 * 6" skruer [2] i det bageste I/O-rum.
B. Fjern det nederste kabinetdaeksel [3] fra computeren.
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Sadan installeres det nederste kabinetdaksel

1. Installer det nederste kabinetdaeksel over computerens nederste bund [1].
2. Monter de to 'M2.5%6" skruer [2] i det bageste I/O-rum og 19 'M2.5*5’ skruer [3] det nederste kabinetdasksel.
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3. Luk den venstre, hgjre og bageste |/0-lage.

4. Installer:
a. Batterier
B. Felg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& computerens indvendige dele.
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Tastatur

Fjernelse af tastaturet

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.

2. Fjern batterierne.
3. Fjern de seks 'M2.5*5' skruer pé tastaturet [1] og lirk den nederste kant p4 tastaturet [2].

4. Skub tastaturet let [1] hen mod pegefeltet og vend det om skrét over LCD-panelet [2].

5. Fjern de fire 'M2*3' skruer [1] pé tastaturdaekslet og fiern det fra computeren [2].
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6. Pil tapen pa tastaturet og baggrundsbelysningens FPC af [1] og kobl det fra systemkortet [2].

@ BEMZERK: Det kan vaere ngdvendigt at bruge en pincet for at f8 adgang til tastaturet og baggrundsbelysningens FPC-stik pa
systemkortet.

7. Adskil tastaturet fra systemet [3].

Installering af tastatur

1. Installér tastaturet [1], og tilslut tastatur og baglys-FPC til systemkortet [2].
2. Fastger tastatur og baglys-FPC-forbindelser vha. isoleringstape [3].
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3. Installér tastaturcoveret [1], og stram de fire 'M2*3' skruer [2] for at fastgere det til chassiset.
4., Vend tastaturet [3] om péa chassiset [3].

5. Skub tastaturet mod LCD [1] for at afstemme det med skruehullerne [2].

Sadan fjernes og installeres komponenter 75



6. Installér de seks 'M2.5*5' skruer pa tastaturet for at fastgere det til computeren.

7. Felg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& computerens indvendige dele.

WWAN-kort

Sadan fjernes WWAN-kortet

1. Felg proceduren i Far du udferer arbejde p& computerens indvendige dele.
2. Fjern:
a. Batterier
b. Bund chassis dasksel
3. Fjern den enkelte 'M2*3' skrue [1], fiern metalbeslaget [2] p4 WWAN-kortet.
4. Frakobl antennekablerne [3], og tag WWAN-kortet [4] ud af det tilherende M.2 slot p& systemkortet.
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Sadan installeres WWAN-kortet

1. Installer WWAN-kortet i M.2-slottet [1] pa systemkortet og tilslut antennekablerne [2].
2. Fastger WWAN-kortet ved hjeelp af metalbeslaget [3] og stram den ene M2.3 skrue [4], der fastger WWAN-kortet til systemkortet.

3. Installer:
a. Nederste kabinetdasksel
b. Batterierne
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4. Folg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& computerens indvendige dele.

WLAN-kort

Sadan fjernes WLAN-kortet

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.
2. Fjern:

a. Batterier
b. Bund chassis dacksel

3. Fjerne den ene 'M2*3’ skrue [1] og fiern metalbeslager [2] WLAN-kortet.
4. Afbryd antennekablerne [3], og fiern WLAN-kortet fra M.2-slottet [4] pa systemkortet.

Sadan installeres WLAN-kortet

1. Installér WLAN-kortet i M.2 slot [1] pé systemkortet, og tilslut antennekablerne [2].
2. Placér metalbeslaget pd WLAN-kortet [3], og fastger det vha. den enkelte 'M2*3' skrue [4].
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3. Installer:

a. Batterier
b. Bund chassis deeksel

4. Folg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& computerens indvendige dele.

GPS (Global Positioning System)

Sadan fjernes GPS-modulet

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.
2. Fjern:

a. Batterier
b. Bund chassis dasksel
c. Bagerste I/0-kort

3. Friger aux-kablerne [1] for WLAN og WWAN og frakobl antennekablet [2] pd GPS-modulet.
4. Friger hovedantennekablerne [3] og lasn den ene 'M2.5*5' skrue [4] for at adskille RF-beslaget [5] fra systemkortet.
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B. Pil den induktive tape af GPS FPC-stikket [1], og afbryd GPS FPC-stikket [2] fra GPS-modulet.
6. Fjern de to 'M2.5*5'-skruer [3] og adskil GPS-modulet [4] fra systemkortet.

Sadan installeres GPS-modulet

1. Juster og placer GPS-modulet pé systemkortet og stram de to 'M2.5*5' skruer pd GPS-modulet [2].
2. Tilslut GPS FPC(med systemkortsiden farst) [3] og fastger det med et stykke tape [4].
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3. Monter RF-beslaget [1] pa systemkortet og fastger det ved hjeelp af en enkelt 'M2.5*5'-skrue [2].
4. Far aux-kablerne til WLAN- og WWAN-kortene gennem RF-beslaget [3].
B. Tilslut antennekablet [4] p4 GPS-modulet og fer hovedantennekablerne [5] gennem RF-beslaget.

6. Installer:
a. Bagerste I/0-kort
b. Bund chassis deeksel
c. Batterier
7. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& computerens indvendige dele.
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Hukommelsesmoduler

Sadan fjernes hukommelsen

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.

2. Fjern:
a. Batterierne
b. Nederste kabinetdaeksel

3. Treek i klemmerne, der fastger hukommelsesmodulet [1], indtil soklen frigeres, og fiern hukommelsesmodulet fra hukommelsessoklen
[2] pé systemkortet.

Sadan installeres hukommelsen

1. Ret hukommelsesmodulet ind og indsaet det langs den hakkede kant [1] i en spids vinkel. Tryk derefter pd hukommelsesmodulet [2],
indtil sikringsklemmerne gér i indgreb.
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2. Installer:

a. Batterierne
b. Nederste kabinetdaeksel

3. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde pad computerens indvendige dele.

Montcellebatteri

Sadan fjernes montcellen

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.
2. Fjern:

a. Bund chassis deeksel
b. Batterier

3. @ BEMZERK: Hvis mantcellen fiernes eller frakobles, kan systemkort/BIOS/systemtid nulstilles til standard eller aktivere BitLocker
eller andre lignende sikkerhedsprotokolenheder.

Frakobl mentcellestikket fra systemkortet [1] og fiern det fra systemet [2].
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Sadan installeres montcellen

1. Installer mentcellen [1] og tilslut mentcellestikket til systemkortet [2].

2. Installer:

a. Nederste kabinetdasksel
b. Batterierne

3. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde pa computerens indvendige dele.
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PCle-kolelegeme blaesermodul

Sadan fjernes PCle-kolelegeme blaasermodulet

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.
2. Fjern:

a. Batterier
b. Bund chassis dacksel

3. Kobl bleeserkablet [1] fra systemkortet.
4. Fjern de syv 'M2.5*5' skruer [2] fra kelelegemet, og lasn de tre fastmonterede skruer fra blaeserhuset [3].
B. Fjern PCle-kelelegeme bleesermodulet fra computeren [4].

C

o

6. Fjern de fire M2*3 skruer [1] for at adskille kelelegemet fra blaeseren [2].
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Sadan installeres PCle-kolelegeme bleesermodulet

1. Placer bleeseren pé kelelegememodulet [1], og fastger den med fire M2*3 skruer [2] .
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2. Installer PCle-kglelegeme blaesermodulet [1] i kabinettet, og stram de tre fastmonterede skruer [2] p8 bleeserhuset.
3. |Installer de syv 'M2.5' skruer [3] pa kalelegemets rer og tilslut bleeserkablet [4].

4. Installer:

a. Bund chassis daeksel
b. Batterier
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B. Felg proceduren i Efter du har udfert arbejde pd computerens indvendige dele.

Primar SSD-skinne

Sadan fjernes den primeaere SSD-skinne

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.
2. Fjern:
a. Batterier
b. Primaer SSD
C. Bund chassis daeksel
d. PCle-kalelegememodul
3. Pil det induktive tape af SSD FPC-stikket [1] p& systemkortet og frakobl det [2].
4. Fjern de 4 'M2*3' skruer [3] og fjern den fra computeren [4].

Sadan installeres den primaere SSD-skinne

1. Monter den primaere SSD-skinne pa systemkortet [1] og stram de fire 'M2*3’ skruer [3]. Dermed fastgaeres den til systemkortet.
2. Tilslut SSD FPC-stikket [3] til systemkortet og fastger det med et stykke tape [4].
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3. Installer:
a. PCle-kalelegeme blaesermodul
b. Bund chassis deeksel
¢. Primeer SSD
d. Batterier

4. Folg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& computerens indvendige dele.

Docking-portmodul

Sadan fjernes docking-portmodulet

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.
2. Fjern:

a. Batterier
b. Bund chassis deeksel
c. PCle-kalelegeme bleesermodul

3. Pil tapen der fastger dock-FPC’en af [1], og frakobl dock-FPC’en [2].
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4. Frakobl antennekablerne fra RF-gennemigbsstikkene [1] og friger antennekablerne [2] fra kabelkanalerne pad dockmodulet.

5. Fjern de to 'M2.5*5' skruer [1] og adskil docking-portmodulet fra kabinettet [2].
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Sadan installeres docking-portmodulet

1. Installer docking-portmodulet [1] og monter de to 'M2.5*5' skruer [2], der fastger det til systemkortet.

2. Tilslut dockens FPC [1] og fastger den ved hjeelp af et stykke tape [2].
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3. Fastger antennekablerne langs kabelkanalerne [1] og tilslut antennekablerne til RF-gennemgangsstikkene [2].

4. |Installer:
a. PCle-kalelegeme blaesermodul
b. Batterier

¢. Bund chassis daeksel
B. Felg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& computerens indvendige dele.
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Kolelegememodul

Sadan fjernes kolelegememodulet

1. Felg proceduren i Fer du udfarer arbejde p4 computerens indvendige dele.

2. Fjern:

Batterier

Bund chassis deeksel

WLAN-kort

WWAN-kort

PCle-kalelegeme blaesermodul

Docking-port-samling

3. @ BEMZERK: Afhaengigt af den bestilte konfiguration har systemet et af de to kelelegememoduler.

~® o0 0o

DSC-

kalelegememodul

Fjern antennekablerne fra tapperne pé kalelegemets rer.
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4. Fjern de fem 'M2,5*5' skruer [1] og de to 'M1,6*5' [2] skruer fra det termiske modul.
B. Loft kelelegememodulet vaek fra computeren [3].

@l BEMZERK: Dedikerede og UMA-baser har forskellige typer kalelegememoduler.

Sadan installeres kolelegememodulet

1. Installer kelelegememodulet [1] i computeren, og stram de to 'M1,6*5' [2] i neerheden af CPU’en.
2. Monter de fem 'M2,5*5' unbrakoskruer [3] pa det termiske modul, der fastger det termiske modul til systemkortet.
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3. Far antennekablerne langs kabelkanalen pé kelelegemets rar.

4. |Installer:
a. Docking-port-samling

b. PCle-kalelegeme blaesermodul
c. WWAN-kort

d. WLAN-kort

e. Bund chassis daeksel

f. Batterier

5. Felg proceduren i Efter du har udfert arbejde pd computerens indvendige dele.
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Bagerste Input-Output-kort

Sadan fjernes det bagerste 1/0-kort

1.

Felg proceduren i Far du udferer arbejde pad computerens indvendige dele.

@l BEMZERK: En 5 mm topnagle skal bruges til at fijerne/montere unbrakoskruerne i det bageste I/0-rum.

2. Fjern folgende:

a.

c0 Q00O

Batterier

WLAN-kort

WWAN-kort

PCle-kalelegeme blaesermodul

Docking-port-samling

Kabinettets bunddaeksel

Folgende steder med epoxyskruer kraever ekstra opmaerksomhed. Disse skruer er svaere at fjerne, og de

kan blive beskadigede under fjernelsen. For at undga at beskadige skruerne og plasticomrader omkring dem, skal du
bruge den korrekte skruetraekker til hver skruetype .

3. Pil den induktive tape af I/0O-kortets FPC-stik [1] for at frakoble det fra bundkortet [2].
4. Fjern de to epoxy-unbrakoskruer p& den serielle port i det bagerste I/0O-rum [3].

B. Losn de tre 'M2.5*5" skruer [1] og loft I/O-kortet vaek fra systemet [2].
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Sadan installeres det bagerste 1/0-kort

1. Installer det bageste I/O-kort pa systemkortet, og skub serielporten gennem frontpladen [1].
2. Fastger I/0-kortet ved hjeelp af tre 'M2.5*5' skruer [2].

3. Stram de to epoxy-unbrakoskruer pé serielporten [1] i det bagerste I/0-rum.
4. Tilslut I/0-kortets FPC [2] til bundkortet og derefter til selve |/O-kortet [3] og fastger det ved hjeelp af et stykke tape [3].
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5. Monter:

Docking-port-samling
PCle-kalelegeme blaesermodul
WWAN-kort

WLAN-kort

Kabinettets bunddaeksel
Batterier

-9 a0 oo

6. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde pa computerens indvendige dele.

Haengseldasksler

Sadan fjernes haengselsdakslerne

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde pa computerens indvendige dele.
2. Fjern:
a. Batterier
b. Bund chassis daeksel
c. Kolelegeme
3. Fjern de to 'M2.5*5' pa begge sider [1] og loft for at fierne beslagene [2] fra computeren.
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4. Tryk pé lasen [1] og dben LCD-laget [2].

5. Hold LCD-l&get i en stump vinkel, og skub haengselsdaekslerne bagfra for at fierne det fra computeren.
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Sdadan installeres haangselsdaekslerne

1. Tryk pa l&sen [1] og &ben LCD-l&get [2].

2. Hold LCD-laget &bent i en stump vinkel, og indsaet haengseldaekslerne forfra, indtil det klikker pa plads.
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3. Placer beslagene [1] og fastger dem med to 'M2.5*5' pa begge sider [2].

4. Installer:
a. Kolelegeme
b. Bund chassis dasksel
c. Batterier
B. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde pad computerens indvendige dele.
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Skarmmodul

Sadan fjernes skaarmmodulet

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.

2. Fjern falgende:

a.

T@-0oao0oT

Batterier

Kabinettets bunddaeksel
PCle-kalelegememodul
Docking-port-samling
WLAN-kort
WWAN-kort
GPS-modul
Kalelegememodul
Haengseldaesksler

3. Fjern de to 'M2*3'-skruer [1] pd EDP-beslaget og vend det om [2].

4.

Folgende steder med epoxyskruer kraever ekstra opmarksomhed. Disse skruer er sveere at fjerne, og de
kan blive beskadigede under fjernelsen. For at undga at beskadige skruerne og plasticomrader omkring dem, skal du
bruge den korrekte skruetraekker til hver skruetype .

Traek i EDP-kablet og frakobl det fra bundkortet [3], og fiern de to M2*3-epoxyskruer [4], der fastger haengslerne til bundmodulet [5].

A a,

5. Abn LCD-laget.
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6. Folgende steder med epoxyskruer kraever ekstra opmaerksomhed. Disse skruer er svaere at fjerne, og de
kan blive beskadigede under fjernelsen. For at undga at beskadige skruerne og plasticomrader omkring dem, skal du
bruge den korrekte skruetraekker til hver skruetype .

Lasn de fire epoxyskruer pé& haengslerne [1] og de for at adskille LCD-modulet fra computeren [2].

Sadan installeres skaeearmmodulet

1. Stram de to epoxyskruer pa venstre [1] og hgjre [2] side og de .
2. Luk laget [3].
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3. Installer de to M2*3-epoxyskruer, der fastger heengslerne til bundmodulet [1], og seet antennekablerne pa plads igen [2].
4. Tilslut EDP-kablet [3] til bundkortet, og saet EDP-beslaget over kablet [4].
5. Installer de to 'M2*3' skruer [5] og fastger EDP-beslaget til bundkortet.
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6. Monter:

Haengseldasksler
Kelelegeme

GPS-kort

WLAN-kort
WWAN-kort
PCle-kalelegememodul
Docking-port-samling
Kabinettets bunddaeksel
Batterier

" TQ P a0oD

7. Folg proceduren i Efter du har udfert arbejde pa& computerens indvendige dele.

LCD-ramme og bagdaekselmodul

Sadan fjernes LCD med ramme og skeermbagdaekselmodulet

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.
2. Fjern folgende:

Batterier

Kabinettets bunddaeksel

WLAN-kort

WWAN-kort

PCle-kalelegememodul
Docking-port-samling

Kolelegeme

Haengseldasksler

. Skeermmodul

3. Laesn de 12 'M2.5' skruer fra bagdaekslet.

T g 0 00000
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4. Folgende steder med epoxyskruer kraever ekstra opmarksomhed. Disse skruer er sveere at fjerne, og de
kan blive beskadigede under fjernelsen. For at undga at beskadige skruerne og plasticomrader omkring dem, skal du
bruge den korrekte skruetraekker til hver skruetype .

Fjern de fire 'M2.5' epoxy-skruer, der fastger rammen til bagdaekslet [1] og lirk den nederste kant for at adskille de to underenheder
(2].

N
B. Pil tapen af LCD-tilslutningerne [1] og 8bn stikket [2] for at koble EDP-kablet [3] fra LCD'en.
6. Pil reflekstapen [4] af LCD-panelet og bereringsstikket [5], og kobl kablet fra kortet [6].
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Installering af LCD med ramme og skaerm-bagdaeksel-modul

1. Seet EDP-kablet [1] i LCD-stikket igen, og luk drevet [2].
2. Fastger stikket med et stykke tape [3], og fastger reflekstapen pé skaermpanelet [4] .
3. Tilslut beraringscontroller-kablet [5], og brug isoleringstape pé stikket [6].

4. Tilpas og placér rammen pé bagdaekslet [1], og fastger den vha. fire M2.5 epoxy-skruer [2].
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B. Installér 12 'M2.5' skruerne for at fastgere bagdaskslet til LCD’en med rammemodulet.

6. Monter:

Skaermmodul.
Haengseldaesksler
Kolelegeme
PCle-kalelegememodul
Docking-port-samling
WWAN-kort
WLAN-kort

Kabinettets bunddaeksel
Batterier

T TQ P Q0o

7. Folg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& computerens indvendige dele.
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Mikrofon

Sadan fjernes mikrofonen

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde pad computerens indvendige dele.
2. Fjern:

Batterier

Bund chassis daesksel

Hukommelse

WLAN-kort

WWAN-kort

PCle-kalelegememodul

Docking-port-samling

Kolelegeme

Haengseldaesksler

Skaermmodul.

LCD-ramme og bagdaskselmodul.

3. Pil tapen af, der fastger mikrofon-datterkortet [1], og fijern de to 'M2*3’ skruer [2] for at kunne vende datterkortet [3] om.

o

xT T SQ o000

4. Pilisoleringstapen af [1] og frakobl EDP-kabelstikkene [2].
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Sadan installeres mikrofonen

1. Tilslut EDP-kablet til mikrofon-datterkortet [1] og fastger det med et stykke tape [2].

2. Vend mikrofonens datterkort om pé bagdaekslet [1] og stram de to 'M2*3' skruer [2].

3. Fastger mikrofonens datterkort med et stykke reflektstape pé begge sider [3] af LCD-bagdaekslet.
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4. Installer:

LCD med rammemodul.
Skaermmodul.
Haengseldaesksler
Kolelegeme
PCle-kalelegememodul
Docking-port-samling
WWAN-kort
WLAN-kort

Bund chassis dasksel

j. Batterier

o

—T@ e Q0T

5. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde pa computerens indvendige dele.

Kamera

Sadan fjernes kameraet

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.

2. Fjern:

Batterierne

Nederste kabinetdaeksel
Hukommelse

WLAN-kort

WWAN-kort

PCle-kalelegeme blaesermodul
Docking-portmodul
Kalelegeme

Haengseldaeksler
Skaermmodul.

LCD-ramme og bagdeaekselmodul.

o
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3. Pil reflekstapen [1] af kameramodulet og isoleringstapen der fastger EDP-kablet [2] til kameramodulet.

4. Kobl EDP-kablet fra kameramodulet [3] og fiern de to 'M2*3' skruer [4].
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B. Loft kameramodulet vaek fra bagdaekslet [5] for at fierne det fra computeren.

25 &

Ror ikke ved kameralinsen, der er fastgjort til LCD med rammemodul.

Sadan installeres kameraet

1. Installer kameramodulet [1] p& bagdaekslet og installer de to 'M2*3'. skruer [2]
2. Tilslut EDP-kablet til kameramodulet [3], seet et stykke isoleringstape [4] pad EDP-stikkene.
3. Fastger kameramodulet p& bagdeekslet med et stykke reflekstape [5].

4, Installer:
a. LCD med rammemodul
b. Sksermmodul.
€. Heengseldaeksler
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d. Kolelegeme

e. PCle-kolelegeme bleesermodul
f. Docking-portmodul

g. WWAN-kort

h. WLAN-kort

i.

Nederste kabinetdasksel
j. Batterierne

B. Felg proceduren i Efter du har udfert arbejde pd computerens indvendige dele.

Batteribas

Sadan fjernes batteribasen

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.
2. Fjern:

a. Batterier
b. Bund chassis dasksel
c. PCle-kelelegeme blaesermodul

3. Vaer yderst forsigtig, nar du fjerner kabler. Pa grund af meget begransede pladsforhold kan kabler nemt

blive klemt eller bojede med eventuel kabelbeskadigelse til folge.

Frakobl begge batteriforbindelser fra systemkortet.

4. Fjern de fem 'M2,5*5' [1] og ni 'M2,5*3' [2] skruer, der fastger batteribdsen til kabinettet, og laft for at adskille batteribésen [3] fra

computeren.
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Sadan installeres batteribasen

1. Installer batteribdsen [1] p& computeren, og stram de fem 'M2,5%5' [2] og ni 'M2,5*3' [3], der fastger den til kabinettet.

2. Tilslut batterikablerne til systemkortet.
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3. Installer:
a. PCle-kalelegeme blaesermodul
b. Batterier
C. Bund chassis daeksel

4. Folg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& computerens indvendige dele.

Venstre |/0-kort

Sadan fjernes det venstre 1/0-kort

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.
2. Fjern:
a. Batterierne
b. Nederste kabinetdaeksel
¢. PCle-kelelegeme blaesermodul
d. Batteribas
3. Pil tapen af [1] og frakobl det venstre |/O-datterkorts FPC-stik [2] fra systemkortet.
4. Kobl hgjttalerkablet fra det venstre |/0O-datterkort [3].
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5. Lasn de to 'M2*5'-skruer [1], og left det venstre I/O-datterkort fra computeren [2].

d F-

Sadan installeres det venstre 1/0-kort

1. Installer det venstre I/O-datterkort [1] og fastger det ved hjeelp fde to 'M2*3'-skruer [2] til computeren.
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2. Tilslut FPC til systemkortet [1] og fastger det med et stykke isoleringstape [2].
3. Tilslut hejttalerkablet til det venstre I/O-datterkort [3].

\

>

4. Installer:

a. Batteribas
b. PCle-kalelegeme blaesermodul
¢. Bund chassis daeksel
d. Batterier
5. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde pa computerens indvendige dele.
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Chipkort

Sadan fjernes Smart Card-laeseren

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.
2. Fjern:

a. Batterier

b. Bund chassis dasksel

c. PCle-kalelegememodul

d. Batteribés
3. Fjern tapen fra smart card-leeserens stik [1] og kobl det [2] fra USH-kortet.
4. Fjern tapen fra fingeraftrykslaeserens stik [3] og kobl det fra USH-kortet [4].

B. Fjern de to 'M2*3'-skruer [1], der fastger USH-kortet til den nederste bund og vend det om [2].
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6. Fjern tapen [1], og kobl Smartcard-laeserens FPC-stik [2] fra USH-kortet.

7. Lasn de fire 'M2#*3' skruer [1] og fjern smart card-leeseren [2] fra computeren.
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Sadan installeres Smart Card-laeseren

1. Indseet smart card-laeseren gennem |/O-frontpladen [1], og monter de fire 'M2*3’ skruer for at fastgere den til bunden af kabinettet

[2].

2. Tilslut Smart Card FPC pa undersiden af USH-kortet [1] og fastger det med et stykke tape [2].
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4. Tilslut smart card FPC-stikket [1] og fastger det med et stykke tape [2].
B. Tilslut fingeraftryksleeserens FPC [3] og fastger den med et stykke tape [4] til USH-kortet.
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6. Installer:

a. Batteribés
b. PCle-kalelegeme blsesermodul
¢. Bund chassis daeksel
d. Batterier
7. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde pad computerens indvendige dele.

ExpressCard-laeser

Sadan fjernes ExpressCard-laeseren

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.
2. Fjern:

Batterier

Bund chassis deeksel

PCle-kalelegememodul

Batteribas

Venstre |/0O-datterkort

. Chipkort

3. Pil tapen af express card FPC-stikket [1] og kobl det [2] fra systemkortet.

~oaQao0oTpE
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4. Fjern de to skruer, der fastger frontpladen, og de seks 'M2*5' skruer, der fastger Smart Card til computeren [1]
B. Laft express card op for at fjerne det fra computeren [2].

6. Adskil express card-leeseren fra frontpladen.

Sadan fjernes og installeres komponenter 123



Sadan installeres ExpressCard-laeseren

1. Indseet express card-laeseren i den venstre |/O-frontplade.

2. Juster og placer Express Card-leeseren [1] pd computeren, og fastger frontpladen med to skruer.
3. Skru de fire 'M2*5' skruer i, som fastger Express Card-laeseren til computeren [2].

4. Tilslut express card FPC-kablet til systemkortet [1] og fastger det med et stykke tape [2].
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5. Installer:

a. WWAN-kort

b. WLAN-kort

c. PCle-kalelegememodul
d. Batterier

e. Bund chassis daeksel

6. Folg proceduren i Efter du har udfert arbejde pa& computerens indvendige dele.

Hojttaler

Sadan fjernes hojtaleren

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p& computerens indvendige dele.

2. Fjern:
a. Batterier
b. Bund chassis daeksel
c. PCle-kalelegememodul
d. Venstre |/O-datterkort
e. Batteribas

3. Fjern de to 'M2.5*7" skruer [1] og fjern hgjttaleren fra computeren [2].
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Sadan installeres hojttaleren

1. Ret hgjttalerne ind [1] og placer dem p& computeren, og monter de to 'M2.5 * 7' skruer for at fastgere hgjttaleren til bunden [2].

2. |Installer:
a. Batteribas
b. Venstre I/O-datterkort
c. PCle-kelelegeme blaesermodul
d. Docking-port-samling
e. Bund chassis daeksel
f. Batterier

3. Folg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& computerens indvendige dele.
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Systemkort

Sadan fjernes bundkortet

@ BEMZERK: Dette system kan ikke skilles yderligere ad. For at f& adgang til underliggende komponenter, skal bundemodulet

genmonteres i henhold til reekkefalgen.

1. Folg proceduren i Fer du udferer arbejde p& computerens indvendige dele.

2. Fjern falgende:
Batterier
Kabinettets bunddaeksel
Tastatur
PCle-kalelegememodul
Docking-port-samling
Primaer SSD
Sekundeer SSD
Kolelegeme
Hukommelse
WLAN-kort
WWAN-kort
GPS-modul

. Primaer SSD-skinne
Batteribas
Bagerste I/0-kort

O3 3~xT~"SQ 0 Q0T

3. Pil tapen af [1], og frakobl og left SSD-ODD modulet [2] fra bundkortet.

4. Pil tapen [3] af pegefeltets stik og frakobl det fra bundkortet [4].

B. Pil tapen af [1] og frakobl det bagerste I/0O-korts FPC-stik [2] fra bundkortet.

6. Pil tapen af [3] og frakobl batteriindikatorens LED-kabel [4].
7. Pil tapen af [5], og kobl dockkortets FPC-stik [6] fra bundkortet.
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8. Pil tapen af [1] og kobl det venstre I/0 FPC [2] fra bundkortet.
9. Pil tapen af [3], og kobl express card-FPC [4] fra bundkortet.

10. Pil tapen af [1] og kobl teend/sluk-knappens FPC-stik [2] fra bundkortet.
1. Pil tapen af [3], og kobl USH-kortets FPC og pegefeltets stik [4] fra bundkortet.

128 Sadan fjernes og installeres komponenter



e

12. Fjern de to 'M2*3'-skruer [1] p& EDP-beslaget for at fijerne EDP-beslaget [2].
13. Frakobl EDP-kablet [3], og kobl DC-In-stikket [4] fra bundkortet.

14. Fjern de to 'M2.5*5' skruer og to 'M1.6*3.0' skruer [1] fra USB Type-C beslaget.
15. Fjern USB Type-C beslaget [2] og de to unbrakoskruer i det bagerste I/O-rum [3] fra bundkortet.
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Sadan installeres bundkortet

1. Installer bundkortet, dved at indseette seriel porten p& bundkortet gennem kabinettet [1], og installer de otte 'M2.5' skruer [2] og en
enkelt 'M2*3' skrue epoxy skrue [3] pa bundkortet.
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2. Monter de to epoxy-unbrakoskruer pa bundkortets serielle port [1].
3. @ BEMZERK: Under installation af bundkortet skal teknikere sikre sig, at begge batterikabler (1. og 2. batteri) og FPC-kabler
(venstre I/0-FPC og Express Card-laeser-FPC) ikke sidder i klemme under bundkortet.

Installer USB Type-C beslaget [2] og fastger det med to 'M2.5*5' skruer og to 'M1.6*3.0' skruer p& bundkortet [3].

4. Tilslut EDP-kablet [1] og monter EDP-beslaget pa bundkortet [2].
5. Monter de to 'M2*3' skruer [3] p4 EDP-beslaget og tilslut DC-In-kablet til bundkortet [4].
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6. Tilslut teend/sluk-knappens kablet [1] til bundkortet og fastger det med et stykke tape [2].
7. Tilslut USH-kortet og pegefeltets kabler [3] til bundkortet, og fastger dem med et stykke tape [4].

8. Tilslut det venstre I/0O-FPC-kabel [1], og fastger det med et stykke tape [2].
9. Tilslut express card-FPC-kablet [3], og fastger det med et stykke tape [4].
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Bundkort
10. Tilslut det bagerste I/0 FPC-kabel [1] og fastger det med et stykke tape [2].

11. Tilslut batteriindikatorens FPC-kabel [3] og fastger det med et stykke tape [4].

12. Tilslut docking-portens FPC-kabel [5] og fastger det med et stykke tape [6].

13. Tilslut pegefeltets stik til bundkortet [1], og fastger dem med et stykke tape [2].
14. Tilslut SSD-ODD-modulet [3], og fastger det med et stykke tape [4].
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15. Monter:
Bagerste I/0-kort
Batteribas
Primaer SSD-skinne
GPS-modul
WWAN-kort
WLAN-kort
Hukommelse
Kolelegeme
Sekundeer SSD
Primaer SSD
Docking-port-samling
PCle-kalelegememodul
. Tastatur
Kabinettets bunddaeksel
Batterier

O 33 T FT TITQ 0 Q2000

16. Falg proceduren i Efter du har udfert arbejde pa computerens indvendige dele.

Nederste bundmodul

1. Felg proceduren i Fer du udferer arbejde p4 computerens indvendige dele.
2. For at kunne genmontere det nederste bundmodul skal felgende komponenter fiernes fra den gamle bund:

Héndtag
Laseklapper
Batterier
Sekundeer SSD
Primeer SSD
Harddiskbeslag
Kabinettets bunddaeksel
Tastatur
WWAN-kort
WLAN-kort
GPS-modul
Hukommelse

o

T T Ss@h0oa00

134 Sadan fjernes og installeres komponenter



S Xs<Eo®oQDTOD 3

. Tilsl

®

. Montcelle

PCle-kalelegememodul
Primaer SSD-skinne
Docking-port-samling
Kalelegememodul
Bagerste I/0-kort
Skasrmmodul

Primeaer SSD-skinne
Batteribas

Venstre |/0-kort

. Smartcard

Express Card
Bundkort

ut felgende igen:
Teend/sluk-knap
Heoijttalere
DC-In-kabel
USH-kort
Touchpad

BEMZERK: Se ordreoplysningerne for at finde de ngjagtige specifikationer for underkomponenterne, der er defineret i det
nederste kabinetmodul.

@ BEMZERK: Latitude 5424, der er leveret uden ODD, har en tom plads fastgjort til kabinettet. Udskift "Bundmodulet" ved

Installer felgende komponenter pa den nye bund:

o

T TS o000

m.

Bundkort

Express Card
Smartcard

Venstre |/0-kort
Batteribas

Primaer SSD-skinne
Skaermmodul
Bagerste I/0-kort
Kalelegememodul
Docking-port-samling
Primeer SSD-skinne
PCle-kalelegememodul
Mantcelle

eventuelle problemer med taend/sluk-knappen, ODD eller det sekundaere SSD.
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Hukommelse
GPS-modul
WLAN-kort
WWAN-kort
Tastatur
Kabinettets bunddaeksel
Harddiskbeslag
Primaer SSD
Sekundeer SSD
Batterier
Laseklapper

y. Handtag

Xs<co»oQDOD

5. Folg proceduren i Efter du har udfert arbejde p& computerens indvendige dele.
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Diagnostics (Diagnosticering)

Dette kapitel indeholder oplysninger om de indbyggede fejlfindingsfunktioner til at diagnosticere Dell-systemerne. Det oplister ogsé
fremkaldelsesvejledningen sammen med relevant information til hver diagnostikmetode.

Emner:

*  ePSA-diagnostik

e Indbygget LCD-selvtest (BIST — Built-in Self Test)
e Batteristatusindikatorer

*  Diagnosticerings-LED

. WiFi-stremcyklus

*  BIOS-gendannelse

e S&dan opdateres BIOS'en

*  Self-Heal (Selv-heling)

ePSA-diagnostik

ePSA-diagnostik (ogsé kendt som systemdiagnostik) udferer et fulsteendigt tjek af din hardware. ePSA er indlejret med BIOS og er
lanceret af BIOS internt. Den indlejrede systemdiagnostik leverer en raekke muligheder til seerlige enheder eller enhedsgrupper, der tillader
dig at:

e Kor tests automatisk eller i en interaktiv tilstand

Gentag tests

Vis eller gem testresultaterne

Ker igennem tests for at introducere yderligere testmuligheder for at give ekstra oplysninger om de mislykkede enheder

Se statusmeddelelser, der informerer dig, hvis tests er udfert ordentligt

Se fejimeddelelser, der informerer dig om problemer, som er opstéet under testning

@ BEMZERK: Vinduet Enhanced Pre-boot System Assessment vises med alle enheder, der er registreret af computeren.
Diagnosticeringen begynder at kare testene pé alle registrerede enheder.

Karsel af ePSA-diagnosticering

Pakald diagnostik med en af metoderne, der foreslas herunder:
e Tryk pa tasten F12 p4 tastaturet, nér Dell splash-skaermen vises, indtil du f&r meddelelsen Diagnostic Boot Selected.
o P& menuskaermen for engangsstart skal du bruge pilene Op/Ned for at vaelge funktionen Diagnostics (Diagnostik) og derefter
trykke pé Enter.
e Tryk og hold tasten Function (Fn) nede pa tastaturet, og tryk pd Power button (Taend/sluk-knappen) for at taende systemet.

ePSA-brugergreenseflade

Dette afsnit indeholder information om ePSA 3.0’s skaerme Basic og Advanced.

ePSA &bner standardskaermen ved start. Du kan skifte til avanceret skaerm vha. pil-ikonet i bunden af skaermen. Avanceret skaerm viser
fundne enheder i venstre kolonne. Specific test kan kun inkluderes eller ekskluderes i den interaktive tilstand.

ePSA Basic-skaerm

Standardskaermen har minimale kontrolknapper, som muligger nem navigation, for at brugeren kan starte eller stoppe diagnostikken.
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[4301.1) S

(e Product Mame : Latdude ES550
System BIOS - T3
PS4 Buld 4301 1 LIEFI
Serce Tag

ePSA Advanced-skarm

Den avancerede skaerm muligger mere malrettet testning og indeholder flere oplysninger om systemets overordnede sundhedstilstand.
Brugeren kan komme til denne skaerm ved blot at stryge sin finger til venstre pa beraringsskaermssystemerne eller klikke pa knappen for
den naeste side i nederste hgjre side af standardskaermen.
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Advanced Options

Testkarsel pa specifik enhed eller karsel af en specifik test

1.

ePSA-fejlmeddelelser

For at kere en diagnosticeringstest pa en bestemt enhed, tryk pé Esc og klikke pa Yes at stoppe diagnosticeringstesten.
2. Veelg enheden fra den venstre rude, og klik p4 Run Tests (Kor tests) eller brug Advanced Option (Avancerede muligheder) for at

inkludere eller ekskludere en test.

Nar Dell ePSA-diagnostik registrerer en fejl under en karsel, vil den saette testen pd pause og derefter vise falgende vindue:
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Memory errors detected, but successfully resolved. Location: DIMB A

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell. comfdiagnostics or with technical support. Use a mobile device to
scan the QR code to continue troubleshooting.

Semice Tag BIOS T39
Error Code @ 20000121 [‘};
Walidation : G6649

Continue testing?

Yes |[[_No ][ Rem X

e Hvis du svarer Yes (Ja), vil diagnostikken fortsaette med at teste den naeste enhed, og fejloplysningerne vil vaere tilgeengelige i
oversigtsrapporten.
Hvis du svarer No (Nej), vil diagnostikken stoppe med at teste den resterende ikke-testede enhed.
Hvis du svarer Retry (Prev igen), vil diagnostikken ignorere fejlen og kere testen igen.

Find fejlkoden med bekraeftelseskoden, eller scan QR-koden, og kontakt Dell.

®

BEMZERK: Som del af den nye funktion kan brugeren nu sl& biplyden fra, nar der er en fejl, ved at trykke pé ‘)G nederst til hgjre i
fejlvinduet.

@ BEMZERK: Nogle tests til specifikke enheder kraever brugerinteraktion. Serg altid for, at du sidder ved computerteren, nér
diagnostiktestene udfares.

Bekraeftelsesvaerktoj

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan SupportAssist ePSA, ePSA eller PSA-fejlkoder valideres.
Fejlkodebekraeftelse kan geres vha. de to metoder herunder:

e Online Forbedret Preboot System Evaluering Bekreeftelse Veerktgi.
e QR-scanning vha. QR APP p& Smartphone.

Fejlkoder i det online SupportAssist On-board Diagnostics, ePSA- eller PSA-
valideringsvaerktoj

Brugsvejledning

1. Brugeren skal indhente information fra SupportAssist-fejlvinduer.
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Hard Drwve - Mo Hard Drive detected

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell comfdiagnostics or with techmical suppart. Use a mabile device to
scan the OR code to continue troubleshocting,

Semice Tag . B105 0.4.1
Emor Code : 200040141
Walidation : 125870

Confinue testing?

Yoo e [aBenal <

2. Naviger til https://www.dell.com/support/diagnose/Pre-boot-Analysis.

3. Indtast fejlkode, bekreeftelseskode og servicekode. Delserienummer er valgfrit.

Error Code (without Error Code (without 2000-prefix)
2000-prefix) *

Validation Code Validation Code
service Tag [ * | Service Tag
Part Serial # (optional) Part Serial # (optional)

View System Requirements and Privacy And Legal Information
@l BEMZERK: For fejlkode brug kun de sidste 3 eller 4 cifre i koden. (bruger kan indtaste 0142 eller 142 istedet for 2000-0142.)

4. Klik pa Submit nar alle de nadvendige oplysninger er indtastede.
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Error Code (without 011
2000-prefix) *

Validation Code * 125870

Service Tag [ *

Fart Serial # (optional) Part Serial #

View System Requirements and Privacy And Legal Information

Eksempel gyldig fejlkode

Vostro 20 All-in-One 3055
Service Tag Express Service Lode: 8

Add o My Preduscts Lt

W differens peoduct
@ Manuals l::-_-:] Waavanty @ Syitem confliguration
Diagnostics
g n Vousr system is cumently Out of Wananty, Flease contact Dell Technical Support for further

msistand.

Support topics &

articles Result: Issues Found.

Dri"u"e rs & dDW n I.Dadﬂ four result risquines attention. Reviev the affected hardvane balow and follow the instructions to

vroubleshoot problems or you may be presented with a request Lo replace pats,

General maintenance Cloar results

4 Meeds Attention: System maintenance -

Parts & accessories

Heads Attention

A patential emar has boen found. Click here tbo view & IS0 of steps that can help resolve your

1551

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware
Diagrioatic Marme Ervar Code Serial # Aegult
EPSA 141 @ Fadled

Efter at have indtastet de korrekte oplysninger vil online-veerktgjerne dirigere brugeren til skaermen ovenfor, som indeholder oplysninger
om:

e Bekraeftelse af fejlkode og resultat
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e Foresldet deludskiftning
o Om kunden stadig er deekket af Dells garanti
e Sagsreferencenummeret, hvis der er en ben sag under servicekoden

Eksempel ugyldig fejlkode

Error Code (without 014
2000-prefix) *

Validation Code * | 123456

Service Tag i [

Part Serial # (optional) | Part Serial # (optional)

A You have entered an invalid ePSA request, please check your details and try again.

QR APP-valideringsvaerktoj

Udover at bruge onlinevaerktgjet kan kunderne ogsé validere fejlkoderne ved at scanne QR-koden med en QR-app pé en smartphone.
1. Brugeren skal indhente QR-koden fra SupportAssist On-Board Diagnostics-fejlskaermen.

2. Brugeren kan benytte enhver QR-kodescannerapplikation via sin smartphone til at scanne QR-koden.
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Place a barcode inside the viewfinder rectangle to scan it

3. QR-kodescannerapplikationen vil scanne koden og automatisk generere et link. Klik pa linket for at fortsaette.
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f g r
L Barcode Scanner ) HISTORY

https://www.dell.com/support/diagnostics/ePSA/
QRScan/ '0141/125870/
CNOVH651701634CB0065X01/ID/07506

Format QR_CODE

Open browser Share via email Share via SMS

Det genererede link vil fere kunden til Dell Support-websitet, som indeholder oplysninger om:

Bekraeftelse af fejlkode og resultat

Foreslaet deludskiftning

Om kunden stadig er daekket af Dells garanti
Sagsreferencenummeret, hvis der er en dben sag under servicekoden
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Vostro 20 All-in-One 3055
Serdoe Tog Express Service Code;

Add ko My Prediscts Lk

o & different praduct

G:l Manuals {::] Waranty @ System configumation
Diagnostics
n Vouer system s cumently Out of Wamanty, Flease contact Dell Technical Support for further
assistance.

Support topics &

articles Result: Issues Found.
D”\“rers & dgw n I_f_'}ads ‘our result rquines atbention. Risdew the affected hardware below and fallow the instructions to
X troubleshoot problems or you may be presented with a request 1o replace pats,
General maintenance il o

A\ Needs Attention: System maintenance £

Parts & accessories

Heeds Attention

& potential emor has been found, Click here sto view & list of speps that can help resolve your

AT U

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware
Diagriodtic Marme Ervar Code Serial ¥ Fetile
ESA 141 @ Fadled

Indbygget LCD-selvtest (BIST - Built-in Self Test)

Beerbare computere fra Dell har et indbygget diagnostisk vaerktgj, der hjeelper dig med at afgere, om skaermafvigelsen, som du oplever, er
et iboende problem med LCD'en (skaermen) til baerbare computere fra Dell eller med grafikkortet (GPU'en) og PC-indstillingerne.

Nar du bemaerker skeermafvigelser som flimren, forvraengning, uklarhed, sleret eller udvisket billede, vandrette eller lodrette linjer,
farvesvaskkelse osv., er det altid en god idé at isolere LCD'en (skeermen) ved at kere den indbyggede selvtest (BIST).

Sadan fremkalder man LCD BIST Test

1. Sluk for Dell baerbare computer.

2. Frakobl alle perifere enheder, der er forbundet til den baerbare computer. Tilslut kun vekselstremsadapteren (opladeren) til den
beserbare computer.

3. Serg for, at LCD'en (skaermen) er ren (uden stavpartikler pa skaermens overflade).

4. Tryk pa og hold tasten D nede, og tryk p4 Power on (Tasnd) pa den baerbare computer for at f& adgang til tilstanden LCD indbygget
selvtest (BIST). Fortsaet med at holde D-tasten nede, indtil du ser farvebjeelker pd LCD’en (skaermen).

5. Skaermen vil vise flere farvebjeelker og skifte farver pé hele skaermen til red, gren og bla.

6. Inspicér omhyggeligt skaermen for uregelmaessigheder.

7. Tryk pa Esc for at lukke.
BEMZERK: Dell SupportAssist Pre-Boot-diagnosticering ved lancering igangsaetter ferst LCD BIST og forventer en
funktionsbekraeftelse af brugerintervention fra LCD'en.
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Batteristatusindikatorer

Hvis computeren er tilsluttet en stikkontakt, virker batteriindikatoren pé felgende méade:

Blinker skiftevist  Der er tilsluttet en ugyldig eller ikke-understattet, ikke-Dell vekselstremsadapter til den beerbare pc.

morkegult og
gront

Blinker skiftevist = Midlertidig batterifejl med vekselstremsadapter til stede.

morkegult med
konstant gront lys

Blinker konstant Alvorlig batterifejl med vekselstremsadapter til stede.

morkegult

Indikator slukket  Batterii fuld opladningstilstand med vekselstremsadapter til stede.

gront lys taendt Batteri i opladningstilstand med vekselstremsadapter til stede.

Diagnosticerings-LED

Dette afsnit beskriver diagnosticeringsfunktioner for batteri-LED’en i en baerbar pc.

| stedet for bipkoder angives fejl ved hjeelp af den tofarvede, batteriopladede LED. Et bestemt blinkmenster efterfelges af et manster af

grenne blink efterfulgt af hvide. Derefter gentages menstret.

@ BEMZERK: Diagnosticeringsmanstret bestér af et tocifret tal, der repreesenteres af den forste gruppe af grenne LED blink (1 til 9)
efterfulgt af en 1,5 sekunders pause med slukket LED, og derefter blinker en anden gruppe hvide LED (1 til 9 ). Herefter falger en 3
sekunders pause, med LED slukket, hvorefter det gentages. Hver LED-blink tager 0,5 sekunder.

Systemet slukkes ikke, mens diagnosefejlkoderne vises. Diagnosefejlkoderne vil altid ga forud for enhver anden brug af LED'en. F.eks. vil
batterikoder for situationer med lavt batteri eller batterisvigt ikke vises pa beerebare pc’er, nér diagnosefejlkoderne vises:

Tabel 25. LED-monster

Blinkemonster Problembeskrivelse Foreslaet lesning

Gron Hvid

2 1 processor Processorfejl

2 2 systemkort, BIOS ROM Systemkort, daekker BIOS-
beskadigelsse eller ROM-fejl

2 3 hukommelse Ingen hukommelse/ingen
RAM registreret

2 4 hukommelse Hukommelsesfejl/RAM-fejl

2 5 hukommelse Ugyldig hukommelse
installeret

2 6 Systemkort; chipsast Systemkort/ chipseetfejl

2 7 display Skeermfejl

3 1 RTC stremfejl Fejl i mentcellebatteri

3 2 PCl/Video PCIl/ videokort/chip-fejl

3 3 BIOS gendannelse 1 Gendannelsesafbildning ikke
fundet

3 4 BIOS gendannelse 2 Gendannelsesafbildning
fundet men ugyldig

3 5 Fejl i stremskinne EC madte
stremsekventeringsfejl
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Tabel 25. LED-monster (fortsat)

Blinkemonster Problembeskrivelse Foreslaet lesning

Gren Hvid

3 6 SBIOS Flash-beskadigelse Flash-beskadigelse
detekteret af SBIOS

3 7 ME fejl Timeout venter pa at ME
svarer pa HECI-besked

WiFi-stromcyklus

Hvis din computer ikke kan f& adgang til internettet pa grund af problemer med Wi-Fi-forbindelsen, kan det vaere nedvendigt at udfere
en stremcyklusprocedure for wi-fi-forbindelsen. Falgende procedure viser instruktioner til udferelse af en stremcyklusprocedure for
Wi-Fi-forbindelsen:

®| BEMZERK: Visse ISP'er (internetserviceudbydere) tilbyder en kombineret modem/router-enhed.

Sluk for computeren.

Sluk for modemmet.

Sluk for den tradlase router.
Vent i 30 sekunder.

Teend for den tradlese router.
Teend for modemmet.

NOoO TN ON S

Teend computeren

BIOS-gendannelse

BIOS-gendannelse er designet til at lese den primaere BIOS, og kan ikke fungere, hvis boot er beskadiget. BIOS-gendannelse vil ikke virke
i tifeelde af EC-forvanskning, ME-forvanskning eller et hardware-relateret problem. BIOS-gendannelsesbilledet bar vaere tilgaengeligt pa
den ukodede partition pa drevet til BIOS-gendannelsesfunktionen.

BIOS-tilbagerulningsfunktion

To versioner af BIOS-gendannelsesbilledet er gemt pa harddisken:

e BIOS der karer nu (gammel)
BIOS der skal opdateres (ny)

Den gamle version er allerede opbevaret pa harddisken. BIOS tilfgjer ny version til harddisken, vedligeholder den gamle version og sletter
andre eksisterende versioner. For eksempel kerer versionerne AOO og AQ2 allerede pa harddisken, AO2 er den karende BIOS. BIOS tilfgjer
A04, vedligeholder AO2 og sletter AOO. Med to BIOS-versioner aktiveres BIOS-tilbagerulningsfunktion.

Hvis gendannelsesfilen ikke kan opbevares (harddisk er uden plads), indstiller BIOS et flag for at angive denne tilstand. Flaget er nulstillet
i begivenheden, som det senere er muligt at opbevare gendannelsesfilen i. BIOS underretter brugeren under POST og i BIOS-opsastning
om, at BIOS-gendannelsen er nedgraderet. BIOS-gendannelse igennem harddisk er méske ikke mulig, dog er BIOS-gendannelse igennem
USB-flashdrev stadig mulig.

For USB-nggle: Rodmappe eller "\"
BIOS_IMG.rcv: Gendannelsesbilledet opbevaret pd USB-naglen.

BIOS-gendannelse vha. harddisk

®| BEMZRK: Sgrg for, at du har den forrige version og den seneste version af BIOS fra Dell support-webstedet, tilgaengelige til brug.

®| BEMZERK: Serg for, at du har filtype-endelserne, som er synlige i operativsystemet (OS).
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Brows til placeringen af BIOS-opdatering eksekverbare (.exe) filer.

Omdeb BIOS eksekverbare filer til BIOS_PRE.rcv til den tidligere version af BIOS og BIOS_CUR.rcv til den seneste version af BIOS.
For eksempel hvis den seneste versions filnavn er PowerEdge_T30_1.0.0.exe, s& omdgb den til BIOS_CUR.rcv og hvis den
tidligere versions filnavn er PowerEdge_T30_0.0.9.exe, s& omdab den til BIOS_PRE.rcv

@ BEMZRK:
a. Hvis harddisken er ny, er der ikke installeret et operativsystem.

b. Hvis harddisken er blevet opdelt pa Dell-fabrikken, vil der vaere en Recovery Partition tilgaengelig.

Frakobl harddisken, og installer harddisken i et andet system, der har et fuldt funktionelt operativsystem.

Start systemet op, og felg disse trin i Windows-operativsystemets miljg for at kopiere BIOS-gendannelsesfilen til Recovery Partition
(Gendannelsespartition).

a. Abn et Windows Command Prompt-vindue.

b. Ved forespargsel indtast diskpart for at starte Microsoft DiskPart.

c

Ved forespergsel indtast list disk for at fjerne de tilgeengelige harddiske.
Veelg den harddisk, der var installeret i trin 3.

Ved forespargsel indtast list partition for at se de tilgaengelige partitioner pa denne harddisk.
e. Veelg Partition 1, som er Recovery Partition. Starrelsen pa denne partition vil veere 39 MB.
f.  Ved forespergsel indtast set id=07 for at indstille partitionens Id’nr.

o

®| BEMZERK: Partitionen vil vaere synlig for operativsystemet som Local disk (E) (Lokal disk (E)) for at lsese og skrive data.

g. Opret de folgende mapper i Local Disk (E), E:\EFI\Dell\BIOS\Recovery.
h. Kopiér b&de BIOS-filerne BIOS_CUR.rcv og BIOS_PRE.rcv til gendannelsesmappen pé Local Disk (E).
i. | Command Prompt-vinduet, ved DISKPART-forespergslen, indtast set id=DE.

Efter udferelse af denne kommando, vil partitionen Local Disk (E) ikke veere tilgeengelig fra OS.
Luk systemet ned, og fjern harddisken, og installer harddisken i det originale system.

Start systemet op, og boot til systemopseetning, i afsnittet Maintenance sorg for at BIOS Recovery from Hard Drive er aktiveret i
afsnittet BIOS Recovery af opsaetningen.

Tryk pé teend/sluk-knappen for at lukke systemet ned.

Hold tasterne Ctrl and Esc nede, og tryk pd stramknappen for at starte systemet op. Bliv ved med at holde tasterne Ctrl and Esc
nede, indtil siden BIOS Recovery Menu vises.

Sarg for, at radioknappen Recover BIOS er valgt, og klik p4 Continue for at starte BIOS-gendannelsen.

BIOS-gendannelse vha. USB-drev

®| BEMZERK: Serg for at have de filtype-endelser som er synlige i operativsystemet.

®| BEMZERK: Serg for at du har downloadet den seneste BIOS fra Dell support-webstedet og gemt den péa dit system.

1.

2,

Brows til stedet med den downloadede BIOS opdatering eksekverbare (.exe) fil.

Omdeb filen til BIOS_IMG.rcv.
For eksempel hvis filnavnet er PowerEdge_T30_0.0.5.exe, skal det omdabes til BIOS_IMG.rcv

Kopier BIOS_IMG.rcv-filen til rodmappen i USB-tasten.

Hvis det ikke er sat i, skal du saette USB-drevet i, genstarte systemet, trykke pa F2 for at f& adgang til systemopsaetning og derefter
trykke pé taend-/sluk-knappen for at lukke systemet ned.

Start systemet.

Mens systemet starter op, tryk pa tasterne Ctrl+Esc, mens stramknappen holdes nede, indtil dialogboksen BIOS Recovery Menu
(BIOS-gendannelsesmenu) vises.

Klik p&4 Continue for at starte BIOS-gendannelsesprocessen.

®| BEMZERK: Sgrg for at muligheden Recovery BIOS er valgt i BIOS Recovery Menu-dialogboksen.

Veelg stien pd USB-drevet hvor BIOS-gendannelsesfilen opbevares (rodmappe eller "\"), og felg vejledningen pé skasrmen.
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Sadan opdateres BIOS'en

Sadan opdateres BIOS'en i Windows

1. G& til www.dell.com/support.
2. Klik pa Produktsupport. | boksen Produktsupport skal du indtaste din computers servicemaerke og klikke pa Seg.

@ BEM/ZERK: Hvis du ikke har servicemaerket, skal du bruge SupportAssist-funktionen til automatisk identificering af computeren.
Du kan ogsa bruge produkt-id'et eller manuelt browse efter din computermodel.

Klik pa Drivere og Downloads. Udvid Find drivere.

Veelg det operativsystem, der er installeret pa din computer.

G4 til rullelisten Kategori, og veelg BIOS.

Veelg den senester BIOS-version, og klik p&4 Download for at hente BIOS-filen til din computer.
Efter hentning er afsluttet, skal du g& ind i den mappe, hvor du gemte BIOS-opdateringsfilen.

© N O o s o

Dobbeltklik pa ikonet for BIOS-opdateringsfilen, og felg vejledningerne pé skasrmen.
F& naermere information i vidensartiklen 000124211 p& www.dell.com/support.

Sadan opdateres BIOS i Linux og Ubuntu

Se Knowledge Base-artiklen 000131486 p& www.dell.com/support angdende opdatering af systemets BIOS p& en computer med Linux
eller Ubuntu.

Sadan opdateres BIOS ved hjzelp af USB-drevet i Windows

1. Felg proceduren fra trin 1 til trin 6 i S&dan opdateres BIOS'en i Windows for at downloade den nyeste BIOS-opsaetningsprogramfil.

Opret et USB-drev, der kan startes fra. Du finder yderligere oplysninger i Knowledge Base-vidensartiklen 000145519 p4
www.dell.com/support.

Kopiér filen til BIOS-opseetningsprogrammet til USB-drevet, der kan bootstartes.

Slut USB-drevet, der kan startes fra, til den computer, der skal have BIOS-opdateringen.
Genstart computeren, og tryk pa F12 .

Veelg USB-drevet i engangsstartmenuen.

N oSN N

Indtast filnavnet for BIOS-opsastningsprogrammet, og tryk p& Enter.
BlOS-opdateringsprogram vises.

8. Falg instruktionerne pé skaermen for at faerdiggere BIOS-opdateringen.

Opdatering af BIOS fra F12-engangsstartmenuen

Opdater din computers BIOS ved at kopiere en .exe-BIOS-opdateringsfil til en FAT32 USB-nagle og starte computeren fra F12-
engangsstartmenuen.

BlIOS-opdatering

Du kan kere BIOS-opdateringsfilen fra Windows ved hjeelp af en USB-nagle, der kan startes fra. Du kan ogsé opdatere BIOS'en fra
computerens F12-engangsstartmenu.

De fleste Dell-computere, der er bygget efter 2012, har denne egenskab, og du kan bekreefte ved at starte din computer med F12-
engangsstartmenuen for at se, om BIOS FLASH UPDATE (BIOS-flashopdatering) er angivet som startindstilling for din computer. Hvis
indstillingen er indstillet, understatter BIOS'en denne BIOS-opdateringsform.

@ BEMZERK: Kun computere, der har muligheden BIOS-flashopdatering angivet i F12-engangsstartmenuen, kan anvende denne
funktion.

Sadan opdaterer du fra engangsstartmenuen

For at opdatere din BIOS fra F12-engangsstartmenuen har du brug for felgende:
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Et USB-drev, der er formateret til FAT32-filsystemet (det er ikke nedvendigt at kunne starte computeren fra naglen)
Eksekverbar BIOS-fil, som du har downloadet fra Dell Support-websitet og kopieret til USB-drevets rod.
AC-strgmadapter, som er tilsluttet computeren.

Fungerende computerbatteri til flashopdatering af BIOS'en

Udfer de felgende trin for at gennemfere BIOS-opdateringens flashproces fra F12-menuen:

N o oA o

Sluk ikke computeren under BIOS-opdateringen. Computeren kan muligvis ikke starte, hvis du slukker den.

Nar computeren slukket, skal du indsaette USB-drevet med den kopierede flash i en USB-port pd computeren.

Teend computeren, og tryk pa F12-tasten for at 8bne engangsstartmenuen. Vaelg BIOS-opdatering med musen eller piletasterne, og
tryk derefter pd Enter.
Menuen med BIOS-flashopdatering vises.

Klik pa Flash fra fil.

Veelg ekstern USB-enhed.

Veelg filen, og dobbeltklik pa flash-malfilen, og derefter pad Send.

Klik p&4 Opdater BIOS. Computeren genstarter for at flashopdatere BIOS'en.
Computeren genstarter, nér BIOS-opdateringen er gennemfart.

Self-Heal (Selv-heling)

Introduktion til kursus

Self-Heal (Selv-heling) er en mulighed for at gendanne et Dell Latitude-system fra en No Post-, No Power-, No Video-situation.

Self-Heal, instruktion

Fjern det primeere batteri og AC-adapteren.
Frakobl CMOS-batteriet.

Udlgs tilbagevaerende statisk elektricitet. Tryk taend/sluk-knappen ned, og hold den nede i 10 sekunder, eller lad systemet veere
ubenyttet i 45 sekunder

Serg for at CMOS'en og det primaere batteri ikke er sluttet til systemet.
Seet AC-adapteren i. Systemet teender automatisk, nér AC-adapteren seettes i.

Systemet starter med en blank skaerm i et stykke tid, og slukker automatisk. Se efter LED-lys (strem, Wi-Fi og harddisk). Det vil
teendes.

Systemet vil prove at genstarte to gange og vil boote i tredje forseg.
Saet CMOS-batteriet og AC-adapteren tilbage i systemet.

Hvis selv-helingen udbedrer fejlen, skal systemet opdateres med den nyeste BIOS, og der skal udferes ePSA, s& det sikres at systemet
fungerer, som det skal.

@ BEMAZRK:

e Under installation eller fiernelse af hardware, skal du altid sikre dig, at alt data er ordentligt sikkerhedskopieret.
e 4 for instruktioner i hvordan man fjerner og udskifter dele til Demontering af modul.

e For du begynder at arbejde pd computeren, skal du felge Sikkerhedsinstruktioner.

Understottede Latitude-modeller

@ BEMAZRK:

e [or systemkortet udskiftes, skal der som et obligatorisk skridt udferes selv-heling.
e | atitude-selvheling kan undgas, nér hele systemet skal tages fra hinanden for at f& adgang til mentcellebatteriet.
e For Latitude E7-serien (XX70) skal BIOS-gendannelse 2.0 udferes som det primaere trin.
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e For at mindske tiden til fejlfinding i forbindelse med Self-Heal (Selv-heling) er der ikke noget obligatorisk krav til at samle systemet
igen. Teknikere kan p&begynde Self-Heal (Selv-heling), selv om systemkortet er blotlagt.

o Ror ikke ved nogen af de blotlagte komponenter eller systemkortet for at undgé kortslutninger og statisk elektricitet.

e Hvis Self-Heal (Selv-heling) ikke er i stand til at udbedre fejlen, kan du gé videre med at udskifte systemkortet.

BEMZRK:

Fremgangsmade for ansatte med kundekontakt: Ansatte med kundekontakt skal opfordre kunderne til at udfere dette trin, far
problemet snaevres ind til et vaere en motherboard-fejl. Hvis kunden ikke er komfortabel med at udfere Self-Heal-proceduren (Selv-
heling), skal du dokumentere rapporten, der dannes i 5GL. Anbefal de tilstedeveerende teknikere at udfere Self-Heal-proceduren
(Selv-heling) som et af de obligatoriske indledende skridt. Hvis Self-Heal-proceduren (Selv-heling) ikke lykkes, skal du anbefale dem til
at g4 videre med den almindelige fejlfinding, for der udskiftes dele.

Fremgangsmade for den tilstedevaerende tekniker: Latitude Self-Heal-proceduren (Selv-heling) er et obligatorisk indledende
skridt. Hvis Self-Heal-proceduren (Selv-heling) ikke lykkes, skal du gé videre med den almindelige fejlfinding, fer der udskiftes dele.
Dokumenter resultaterne for Self-Heal (Selv-heling) Self-Heal i den afsluttende opkaldslog (Self-Heal Pass eller Fail).

Diagnostics (Diagnosticering)



Sadan far du hjalp

Emner:

. Kontakt Dell

Kontakt Dell

BEMZERK: Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger pé din kebsfaktura, pakkeseddel eller i Dells
produktkatalog.

Dell giver flere muligheder for online- og telefonbaseret support og service. Tilgeengeligheden varierer for de enkelte lande og produkter,

og nogle tjenester findes muligvis ikke i dit omrade. Sadan kontakter du Dell omkring salg, teknisk support eller kundeservice:

1. G&til Dell.com/support.

2. Veelg en supportkategori.

3. Angiv dit land eller omréde i rullelisten Vaelg et land/omrade i bunden af siden.

4. Veelg det relevante service- eller supportlink alt afhaengigt af, hvad du har brug for.
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